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OZELLIKLER UYGULAMALAR
islemci Endiistriyel otomasyon ve HMI panelleri

« TI Sitara AM3358 (ARM Cortex-AS8), 1 GHz tepe

* NEON SIMD + VFPv3 + PowerVR SGX530 3D GPU
¢ 32KBLI +256KB L2+ 64 KB OCMC RAM

« 2x PRU-ICSS (200 MHz ger¢ek-zaman)

Bellek (Paket ici)
+ 1GB DDR3L SDRAM (16-bit EMIF)
*« 4GB eMMC 5.0 flash
+ 32Kbit I>C EEPROM (board ID)

Gii¢ Yonetimi (ikili PMIC)
¢ Ana: TI TPS65217C (Li-Ion sarj + 3x DCDC + 4 x LDO)
« Ikincil: TI TL5209DRG4 (1 A LDO, analog ada)
« Dahili 24 MHz + 32,768 kHz RTC kristalleri

Arayiizler
« 2x Ethernet 10/100 (CPSW + MII)
« USB 2.0 OTG + USB 2.0 host
+ 3% MMC/SD (1 x eMMC paket igi)
* GPMC paralel bus, MCASP x 2
+ DCAN x 2, SPI x 2, I°C x 3
« UART X 6, JTAG, LCD 24-bit RGB
¢ 8-kanal 12-bit ADC + TSC

Paket

* T-SiP BGA, 30 X 30 X 2,2mm

* BGA 20 x 20 = 400 ball, 1,27 mm pitch

¢ Caligma sicakligi: 0—+70 °C (TCE)

* RoHS 3, Pb-free reflow (J-STD-020E, MSL3)
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Edge gateway (BACnet, Modbus, OPC-UA)

Motor siiriicii kontrol (PRU-ICSS, eQEP, eCAP, ePWM)
POS terminali ve kiosk sistemleri

Akalli bina denetleyicisi

Test ve 6l¢tim cihazlari

Tibbi ekipman kontrol tinitesi (sertifika dis1)

AM335x ekosistemi tabanli prototipler

ISLETIM SISTEMI
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Yocto Linux (kernel 5.10/6.x, mainline)
Android (AOSP, opsiyonel)

Buildroot, Debian (community)

RTOS: FreeRTOS, NuttX (PRU-ICSS ile)
TI Linux SDK uyumlu
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BOLUM 1

Uriine Genel Bakis

1.1 Uriin Tanimi

NAR-3358, Corezzle Elektronik A.S. tarafindan iiretilen, T-SiP (Tall System-in-Package) paket icinde tam fonksiyonlu bir
System-in-Package (SiP) bilgisayar modiiliidiir. Texas Instruments Sitara AM3358 uygulama iglemcisi (ARM Cortex-A8 @
1 GHz), 128§ MB DDR3L SDRAM, 4 GB eMMC, TPS65217C gii¢ yonetim yongasi ve sistem entegrasyonu i¢in gerekli pasif
bilesenler tek bir paket i¢cinde birlestirilmistir.

Tipik bir AM335x-tabanli endiistriyel tasiyict modiile esdeger fonksiyonel yogunluk sunar; ancak SiP diizeyinde optimize edil-
mis gilic dagitimi, DDR3L yiiksek-hizli zamanlama kalibrasyonu ve fabrika seviyesinde test ile birlikte tek bir par¢a numarasi
altinda teslim edilir. Bu, tasarim dongiisiinde gii¢ agaci dogrulamasi, DDR yerlesim ayarlamas1 ve EMI/EMC karakterizasyonu
yiikiinii iiriinii kullanan ekipten alir.

1.2 Hedef Pazarlar

NAR-3358 genel amagh endiistriyel ve edge bilgisayar olarak tasarlanmis olup 6zellikle asagidaki siniflarda dogrudan kullanil-
maya yoneliktir:

 Endiistriyel otomasyon (PLC, HMI, edge gateway)

 Akilli bina denetleyicileri (BACnet, Modbus, OPC-UA)

* Motor siiriicii kontrolii (PRU-ICSS ile ger¢cek-zaman ¢evrim)
¢ POS terminali, kiosk ve 6deme sistemleri

* Test ve 6l¢lim cihazlar

* Robotik ve otonom platformlar

 Tibbi ekipman denetleyicisi (sertifika degerlendirme dis1)

» Egitim ve maker ekosistemi (AM335x agik kaynak)

1.3 Temel Avantajlar

Tek-paket entegrasyon
AM3358 ile birlikte tipik tasarimda yer alan DDR3L, eMMC ve PMIC bloklar1 SiP igine alinmistir. Harici BoM, anakart
tarafinda Ethernet PHY, USB konektorii, LCD baglantis1 ve uygulamaya 6zel I/O ile sinirhidir. Yiiksek hizli bellek araytizii
fabrika kalibrasyonu ile teslim edilir.

Yocto ve Android destegi
TI Sitara AM335x ailesi i¢in olgun BSP’ler (Yocto, Linux 5.10/6.x mainline, Android AOSP) mevcuttur. NAR-3358 bu
BSP’leri pin uyumlu olarak kullanir; gelistirici topluluklarin iirettigi acik kaynak cekirdek yamalar: ve siiriiciiler dogrudan
caligir.
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PRU-ICSS ile gercek-zaman
AM3358’in 2 x PRU-ICSS alt sistemi 200 MHz’de deterministik dongii siiresi ile motor kontrolii, endiistriyel protokoller
(EtherCAT, PROFIBUS, EnDat) ve hassas zamanlama uygulamalari i¢in kullanilir. Bu kaynak, ana ARM ¢ekirdegini Linux
uygulamalari i¢in serbest birakir.

Uretim hazir
T-SiP BGA pad diizeni standart pick-and-place SMT akisiyla uyumludur. J-STD-020E reflow profili desteklenir.

1.4 Bu Belge Hakkinda

Bu datasheet, paket igindeki her bir yonganin tam elektriksel datasheet’ini yeniden basmaz; bunun yerine SiP-spesifik elektriksel,
mekanik ve uygulama parametrelerini detaylandirir. Her yonga i¢in resmi iiretici datasheet’i iéist kaynak olarak referans edilir
(bkz. chapter 14); bu sayede en giincel ve otoritatif teknik bilgiye dogrudan erisim saglanir.

1.4.1 Belge Yapisi

Tablo 1.1. Datasheet bélimleri ve okuyucu kilavuzu.

Bélum Bashk .
Hedef Okuyucu / Igerik

2 Blok Diyagram Sistem mimarisini hizli tanimak isteyen
3 Pin Yapilandirmasi PCB tasarimecisi, yazilim gelistirici
4 Elektriksel Donanim tasarimcis1 — AbsMax, RecOp, DC, gii¢ tiiketimi
5 Araylizler Donanim/yazilim — USB, Ethernet, MMC, GPMC, McASP, CAN
6  Cevre Birimleri Yazilim gelistirici — PRU-ICSS, ADC, LCD, eCAP/ePWM/eQEP
7  Gii¢ Yonetimi Donanim tasarimcist — TPS65217C rail haritast, sarj
8  Boot ve Programlama Yazilim gelistirici — SYSBOOT pinleri, MLO/u-boot, OTP
9  Mekanik PCB tasarimcisi, liretim — paket boyutlari, land pattern, reflow
10  Uygulama Bilgisi Sistem tasarimcis1t — referans devre, Ethernet PHY, USB
11 Siparis Bilgisi Tedarik sorumlusu — PN, numune, lead-time

12-14  Revizyon / Hukuki / Ust Kaynak ~—

1.4.2 Belge Durumu

Bu belge Rev. 0.5 ADVANCE INFORMATION statiistindedir. Elektriksel karakterizasyon (bench 6l¢iimleri), sertifika numa-
ralar1 (CE, FCC, RoHS uyum testi) ve final mekanik ¢izimler igin iiriin gelistirme siireci devam etmektedir. TBD isaretiyle
ayrilmis alanlar {iretim 6ncesi son revizyonda doldurulacaktir. Siiriim seviyeleri ve sonraki revizyon plani igin chapter 12’a
bakin.
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BOLUM 2

Blok Diyagram ve i¢ Mimari

2.1 Sistem Blok Diyagrami

Figure 2.1 NAR-3358’in paket i¢i sinyal akigini1 gosterir. Tiim yongalar ikili PMIC (TPS65217C ana + TL5209DRG4 ikincil)
tarafindan iiretilen rail’ler tizerinden beslenir; AM3358 Sitara islemci sistem ana denetleyicisi olarak hareket eder. 1 GB DDR3L
SDRAM, AM3358’in EMIF (External Memory Interface) kopriisiine dogrudan baglidir; 4 GB eMMC, MMC1 portunu kullanir.
Saat kaynaklar1 (24 MHz ana + 32,768 kHz RTC kristalleri) paket i¢inde dahildir.

NAR-3358 T-SiP — Blok Diyagram (Basit Goriiniim)

DDR3L 1GB eMMC 4GB
16-bit EMIF, 800 MT/s 5.0, 8-bit MMC1

&)
/17/(0/ @C\
%, W
AM3358BZCZ100 2 Eif USE 2.0,
2 X Ethernet, UR 2.0,
Cortex-A81GHz +NEON | > GPMC, LCD, McASP,
PowerVR SGX530 CAN, SPI, UART, ADC
& 2x PRU-ICSS
@0
T
QQ\ R A
YN
T 0SCO/0SC1 @

24L.C32A EEPROM
32Kbit, I2C 0x50

Ana PMIC — 3xDCDC
+4xLDO + Li-lon Sarj

ikincil PMIC el
1ALDO 1,8V

4 Reset Buffer

:R,E,SE# SN74LVC1G07

TL5209DRG4 % L8V

TPS65217C } ’

OSCO0: 24 MHz (dahili) | OSC1: 32,768 kHz (dahili RTC)

Sekil 2.1. NAR-3358 sistem blok diyagrami. Kalin bus ¢ubugu ylksek hizli bellek/depolama hatlarini, ince oklar nokta-nokta
veri/kontrol hatlarini, kesik gri oklar Host PCB baglantilarini gésterir. 1°C0 adresleri her blogun altinda 7-bit hex
formatinda.

‘ Ust Kaynak Datasheet — TPS65217C ‘

‘ Tam rail spec’leri, OTP yapilandirma, sequencing, sarj akimi ayarlari ve I*C kayit haritas1 i¢in TI TPS65217C datasheet’i: bkz. chapter 14. ‘

2.2 i¢ Yongalar

Asagidaki tablo SiP i¢inde entegre edilmis tiim aktif yongalart listeler. Her yonganin tam elektriksel datasheet’i iireticinin resmi
sayfasinda mevcuttur (chapter 14).

2.3 Yonga Arasi Baglanti Topolojisi

2.3.1 Veri Yollari

« T2CO (sistem): AM3358 <> TPS65217C (0x24), 24LC32A EEPROM (0x50). Pull-up’lar paket ici.
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Tablo 2.1. TPS65217C PMIC gl rail haritasi. Her rail'in nominal voltaji, maksimum akim kapasitesi ve besledigi IC + alani.
DCDC rail’ler yuksek akim dijital alanlar igin, LDO rail’'ler analog/RTC ada beslemesi igin kullanilir. UVLO esikleri ve
sequencing detayi chapter 7’da.

Rail Voltaj Maks. akim
Besledigi bloklar

DCDC (yiiksek akim step-down doniistiiriiciiler)

DCDC1 0,9 -1,35V (DVES) 1,2A  AM3358 VDD_MPU (CPU c¢ekirdek, dinamik voltaj 6lgeklemeli)
DCDC2 1,1-33V 1,8 A AM3358 VDD_CORE + VDDS_PLL (sistem gekirdek 1,1V)
DCDC3 1,5V 1,8 A DDR3L VDDS_DDR (paket i¢i 1 GB DDR3L, 1,5V standart veya 1,35V Low-Power mod)

LDO (sabit rail’ler)

LDO1 1,8V 100mA  AM3358 VDDS_RTC + RTC kristali

LDO2 33V 100mA  AM3358 VDDS + eMMC VCCQ (paket i¢i paylagimli)
LDO3 1,8/3,3V 200mA  AM3358 VDDSHV* (IO gerilim alani segimi)

LDO4 33V 400mA  eMMC VCC + sistem 3,3V 10

TL5209DRG4 — ikincil PMIC (paket i¢i 1 A LDO)

TL5209 1,8V 1A Analog ada genisletme: SYS_ADC_1P8V, SYS_RTC_1P8V referans rail’leri (TPS65217C LDO3 kapa-
sitesinin lizerinde yiiksek akim gerektiginde)

Tablo 2.2. NAR-3358 paket ici yonga listesi.

Yonga Uretici _ Arayiiz
Islev
AM3358BZCZ100 Texas Instruments Sitara ARM Cortex-A8 @ 1 GHz uygulama islemcisi + GPU + PRU-  Sistem ana
ICSS
DDR3L SDRAM (iiretici slirimiine gore) 1 GB (8 Gbit), 16-bit veri yolu EMIF (16-bit)
eMMC 5.0 (tretici stirimiine gore) 4 GB embedded MultiMediaCard MMCT1 (8-bit)
TPS65217C Texas Instruments Ana PMIC — ¢ok-rail + Li-Ion sarj denetleyicisi ’CO
TL5209DRG4 Texas Instruments ikincil PMIC — 1 A LDO dogrusal regiilator, 1,8 V analog ada takvi-  Analog
yesi
24LC32AT-I/OT Microchip 32 Kbit I’°C EEPROM (board ID) 12C0
SN74LVC1GO7DRYR  Texas Instruments Acik-drain reset tampon (PWRONRSTN) Lojik
24 MHz kristal (Uretici stirimiine gore)  Sistem ana saat (CMEMS osilator veya kuartz) 0OSCO0
32,768 kHz kristal (tretici slirimiine gore) ~ RTC alt sistemi saat OSC1 (RTC)

 EMIF (DDR3L): AM3358 EMIF — 1 GB DDR3L, 16-bit veri, 800 MT/s nominal. Trace uzunluk eslestirme + termination
paket i¢inde fabrika kalibrasyonlu.

* MMC1 (eMMC): AM3358 MMC1 — 4GB eMMC 5.0, 8-bit HS200/HS400 nominal. Komut/data hatlar1 paket i¢inde
optimize.

* OSC0 (24 MHz): Paket i¢i ana kristal, AM3358 MAIN_OSC girisine (0SCO_IN/OUT). Anakart tarafinda ek kristal gerek-
mez.

* OSC1 (RTC): Paket i¢i 32,768 kHz RTC kristali, AM3358 RTC alt sistemine (0SC1_IN/OUT). Sistem deepsleep veya
RTC-only modunda zaman tutulur.

2.3.2 Kesme ve Kontrol Hatlari

TPS65217C’nin NINT pini AM3358’in EXTINTN girisine baglanir; bu sayede PMIC olaylar (diisiik batarya, OTP) islemciyi
tetikleyebilir. Reset zinciri: TPS65217C PMIC_PWR_ENABLE — nRESETIN_OUT — SN74LVC1GO07 (open-drain buffer) —
AM3358 PWRONRSTN + dis pin. Detay i¢in section 7.7’¢ bakin.
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2.3.3 Paket Disina Cikan Bus’lar

Asagidaki yiiksek-hizli arayiizler T-SiP pad’leri olarak anakart tarafina ¢ikarilir:
* 2x Ethernet: MII1 + RMII1 (CPSW switch portlari)
» USB 2.0 OTG (USB0): D+/D—/ID/VBUS
» USB 2.0 host (USB1): D+/D—
* MMCO0 (microSD): 4-bit, harici kart i¢in
*« MMC2: 4-bit, ek depolama i¢in (opsiyonel)
* GPMC: 16-bit adres/data, parallel bus
* LCD denetleyicisi: 24-bit RGB, HSYNC, VSYNC, PCLK
* McASP0/1: audio serial
+ SPI0/1, UART0-5, I1>C1/2
* DCANO0/1: CAN bus denetleyicisi
» Analog (AIN0-7): 8-kanal 12-bit ADC + TSC
* JTAG: TCK/TDI/TDO/TMS/TRSTn + EMUO0/1

2.4 Gii¢c Mimarisi (Ozet)

ikili PMIC mimarisi:
* Ana PMIC — TPS65217C: USB VBUS (5 V), AC adaptor veya tek hiicre Li-Ion (3,0-4,2 V) girisinden besleme alir.
— DCDCI1: VDD _MPU (0,9-1,35V, DVFS uyumlu)
— DCDC2: VDD CORE (1,1V sabit)
— DCDC3: DDR3L 1,5V ray1
— LDO1-4: RTC + 10 + analog ada beslemeleri

+ ikincil PMIC — TL5209DRG4: 1 A LDO regiilatorii, TPS65217C LDO3 kapasitesi iizerinde yiiksek-akim gerektiren 1,8 V
analog ada (SYS_ADC 1P8YV, SYS RTC 1P8V) i¢in ayrilmistir.

Tam rail haritalamasi ve akim kapasiteleri chapter 7°da verilmistir.
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BOLUM 3

Pin Yapilandirmasi ve Islevleri

3.1 Paket Pinout

NAR-3358, T-SiP (Tall System-in-Package) paket iginde BGA 20 x 20 matris (400 ball) diizeniyle teslim edilir. Ball pitch
1,27 mm, ball ¢ap1 0,60 mm, ball yiiksekligi 0,40 mm. Sira harfleri JEDEC standardi uyarinca A—=Y aras1 (I ve O atlanir; 1 ve
0 ile karismay1 Onler), siitun numaralar1 1-20. Pin A1 igareti paketin sol-iist kosesinde silkscreen ile gosterilir.

400 Ball Kanonik Dagilimi

Kategori Pin sayisi
Aciklama

GND Sistem topragi (4 kose ball + dagitik dahili) — akim doniisi, 1s1 dagitimi, sinyal referansi 92
NC Atanmamis / kullanilmayan ball (Not Connected, gelecek revizyon igin rezerv) 82
GPMC 16-bit paralel bus: 12 adres + 8 iist-byte AD + 10 kontrol 30
LCD 16-bit paralel RGB + senkron + AC bias 20
Gig rail (PMIC ¢ikist) SYS_x*, VDDS*, VDD_»*, EMMC_VCC/VCCQ 50
Giig girisi VIN_AC, VIN_USB, VIN_BAT (her biri 3 paralel pad) 9
Ethernet (MII1 + MDIO) 8§ RX + 6 TX+ RMII REF CLK + 2 management 18
MMC MMCO microSD (CLK, CMD, DAT0-3)

McASPO Audio serial (ACLK, AHCLK, AXR0/1, FSR/FSX)

USB USBO OTG (6 pin) + USB1 host (3 pin) 9
ADC + TSC AINO-7 + AGND_ADC + VREFP/VREFN 11
SPI/UART /I2C SPIO (5), UARTO/1 (8), I2C0/1 (4) 17
JTAG / Emiilasyon TCK, TDI, TDO, TMS, TRSTN, EMUO, EMU1 7
PMIC kontrol PMIC_x* (PB_IN, NRESET, PGOOD, NINT, SCL/SDA, TS, BAT SENSE ...) 16
Reset / Wake WARMRSTN, PWRONRSTN, EXTINTN, EXT WAKEUP, XDMA EVENT INTRO/1 8
RTC / Saat CAP_VDD_RTC, OSC1_IN/OUT, RTC_PORZ 4
EEPROM / eMMC kontrol ~EEPROM_WP, EMMC_RSTN, kontrol sinyalleri (paket igi referans igin) 7
Diger (cCAP/PWM/GPIO) ECAPO, EPWM*, EQEP*, GPIO genisletme 7
TOPLAM BGA 20 x 20 matris 400

Tablo 3.1. NAR-3358 T-SiP 400 ball kanonik fonksiyonel dagilimi. Kaynak: Griin sematik baglanti haritasi, otomatik ¢ikarim.

Pinout Gorseli

Sekil 3.1 NAR-3358’in tam BGA pinout’unu (bottom view) gosterir. Her ball, ait oldugu fonksiyonel kategoriye gore renklen-
dirilmistir; NC ball’lart agik gri ile isaretlenmistir.

Sinyalleri fonksiyonel kategori basligi altinda pin koordinatlariyla detayli tablo halinde section 3.5’de, BGA matrisinin tiim 400
ball’1 sira-sira ham veri olarak subsection 3.5.15’da verilmistir.
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3.2 Dahili / Rezerve Pinler

Asagidaki AM335x sinyalleri paket i¢inde dahili yonlendirme i¢in kullanilir; T-SiP pad’i olarak disar1 ¢ikmaz ve kullanici erigimi
yoktur:

* GPMC_ADO0-AD7, GPMC_CSN1, GPMC_CSN2: dahili eMMC routing
*« VDD _CORE, VDD MPU, VDDS DDR, VDDS PLL: paket i¢ci PMIC rail’lerine bagl (dis pin yok)
* VPP: programlama gerilimi (test/liretim igin, kullanici erisimi yok)

Kullanmayn (Reserved): VPP, VDD _CORE, VDD MPU, VDDS DDR, VDDS PLL — bu hatlarin hig¢bir dis pad’i kullanici
miidahalesine agik degildir.

‘ Ust Kaynak Datasheet — AM3358 ZCZ Pinout ‘

AM335x ZCZ ball grid pinout, ball numaralandirma kurali ve alternatif fonksiyon matrisi i¢in TI AM3358 datasheet Boliim 4 ve 5:
bkz. chapter 14.

3.3 AM3358 Pinmux Matrisi (Mod 0-7)

AM3358 fonksiyonel I/O pinlerinin biiyilk ¢ogunlugu multiplexer yapisindadir: her pin igin Control Module’deki
conf_<pin_name> register’mm MMODE [2: @] 3-bitlik alam, pin’in hangi sinyal fonksiyonunda kullanilacagin seger. Se-
kiz mod tanimlidir (Mod 0-7); Mod 0 her pin i¢in birincil fonksiyondur, yiiksek modlar (6zellikle Mod 7) genellikle GPIO
alternatifi sunar. Yazilim pinmux ayar1 u-boot baglangicinda veya Linux device tree’de yapilir.

Onemli notlar:

* Yukaridaki gruplandirma tipik patern dzetidir. Her pin i¢in kesin mod listesi pin’e 6zgiidiir ve TT AM3358 datasheet’in Pin
Multiplexing boliimiinde tablo halinde listelenir.

* Mod 0 pin’in ana iiriin ailesi tamml fonksiyonudur ve genelde NAR-3358’in dis pad isminin kaynagidir (6r. GPMC_ADS
pininin Mod 0 fonksiyonu gpmc_ad8).

* Mod 7 genel amagli GPIO (her pin icin bir ayr1 gpio<bank>[<idx>] kanali) sunar; uygulamada en sik kullanilan
alternatif moddur.

Bazi pin gruplar1 (USB, JTAG, ADC, I2C0, baz reset hatlar1) dedicated tir; mux modu yoktur ve sadece kanonik fonksiyon
olarak kullanilir.

* Yazilim agisindan Linux device tree’de pinmux genelde pinctrl-single,pins = <offset mux_mode> seklinde
belirtilir; 0 fset CONF register’in adresi, mux_mode 3-bit alandr.

3.4 Entegre Pull-up / Pull-down Direncleri

NAR-3358 paket i¢inde asagidaki pinler igin pull-up veya pull-down direngleri entegre edilmistir. Anakart tasarimcisi bu pin-
lere harici pull-up/pull-down direnci eklemek zorunda degildir; aksine, harici direng bu varsayilan seviyeyi bozabilir. Asagidaki
tablo bilgi amaghdir.

Onemli notlar:

+ 12C0 hattindaki paket i¢i pull-up’lar, dis I>C cihaz baglandiginda ek pull-up gerektirmez (4,7kS) standart tipik degerdir).
Adres ¢akigsmasi olmadigindan emin olun (paket i¢i: TPS65217C 0x24, 24LC32A 0x50).

* LCD_DATA14 ve LCD_DATA15 hem SYSBOOT strap pinleri (boot konfigiirasyonu) hem de runtime’da LCD veri yolu
olarak kullanilir. Reset deassert’tan sonra seviyeleri 6rneklenir, ardindan LCD’ye gegilir. Boot konfigiirasyonu degistirmek
i¢in bu pinlere 10 k(2 harici direng eklenmelidir (100 k€2 paket i¢i direnci ezecek kadar diisiik).
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Tablo 3.2. NAR-3358 paket disina ¢ikan ana pin gruplarinin mux mode 0-7 alternatif fonksiyon matrisi. Mod 0 birincil fonksiyon;
“—”" mod tanimli degil. Tam pin-by-pin mux matrisi icin T| AM3358 datasheet Tablo 4-2’ye bakin (chapter 14).

Pin Grubu (Mod 0)

Mod 1

Mod 2

Mod 3-4

Mod 5-6

Mod 7

gpmc_ad [0—-15]
gpmc_al[0-—-11]

gpmc_csn[0--3],

advn_ale, ben0d_cle
wen, oen_ren, wait@
clk,wpn

lcd_data[0--15]

lcd_hsync,
lcd_vsync, lcd_pclk,
lcd_ac_bias_en
mmc@_clk/cmd,
mmc@_dat [0--3]
miil_s (Ethernet)

mdio, mdc

spi@_sclk
spi0_de/d1,
spi@_cs@/csl
uart@_rxd,
uart@_txd
uart@_ctsn/rtsn
uartl_rxd,
uartl_txd
uartl_ctsn/rtsn
i2c0_sda, i2c0_scl
mcasp@_aclkx/r
mcasp@_fsx/r
mcasp@_axro/1
ecap@_in_pwm@_out
tck, tdi, tdo, tms,
trstn

emu@, emul
usb@/1_dp/dm
usb@/1_id/vbus,
usb@/1_drvvbus/ce
ain0—-7, vrefp/n,
agnd_adc
xdma_event_intro/1,
extintn, ext_wakeup

mmcl_dat[0—-15]
gmii2/rgmii2

gpmc_a[0--15] alt

gpmc_s alt

spil
rmiil_s

mmcl_sdcd,
mmcl_dat6/dat7

spil

uart3_txd

mmc2_dat[0—-7]
rgmii2_tx/rx

mcasp0

rgmiil_x

i2c1_sda/scl

mmc2

spil_sclk

mmc2_dat [4--7]
gpmc_al6—-27

ehrpwmx_a/b

ehrpwm

uart3/4/5

ehrpwm@_a/b

uart3--5/mcaspl

uart

mcaspl

ehrpwm@

gpiol[0—-15]

gpiol[16--27] /
gpio2[0—-3]

gpio0/1/2

gpio0[8--231],
gpio2[0—-7]

gpio2[22--25], gpio3
gpio2[27--30], gpio3
gpio2[16--211],
gpio3[0—-9]

gpio0[0—-1]
gpio@[2—-7]

gpiol[8—-11]

gpio0[12--15]

dedicated (mux yok)
gpio3[14--21]

gpio0[7]
dedicated JTAG)
gpio3[7--8]
dedicated (mux yok)
dedicated (ADC)

dedicated,
gpio0[19--20]

* Diger SYSBOOT bitleri (LCD_DATAO0-13) i¢in varsayilan boot konfigiirasyonu i¢in anakart tarafinda 10 k2 pull-up/pull-
down ile sabitleme gerekir.

3.5 Pin Eslestirme Tablolari

Bu boliim, NAR-3358 T-SiP paketinin 400 ball’1nin her birini fonksiyonel kategori basligi altinda listeler. Tablolar, iiriin sematik
baglant1 haritasindan otomatik iiretilmis kanonik kaynaktan elde edilmistir. subsection 3.5.15 altinda BGA matrisinin tiim 400
ball’1 sira-sira ham veri olarak verilmistir; sistem entegratorii bu boliimii kanonik referans olarak kullanabilir.
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Tablo 3.3. NAR-3358 paket icine entegre edilmis pull-up / pull-down direngleri.

Pin Baglandigi rail  Tip Deger
Amac
I2C0o_SCL VDDSHV6 Pull-up IC0 saat hatt1 (paket i¢i PMIC + EEPROM bus paylagimi) 4,7k
I2C0_SDA VDDSHV6 Pull-up I>CO veri hatti 4,7k
EXTINTN VDDSHV6 Pull-up TPS65217C nINT aktif diisiik 4,7kQ
EXT_WAKEUP SYS RTC 1P8V  Pull-up Wake-up girisi (her zaman aktif rail) 4,7k
EEPROM_WP VDDSHV6 Pull-up 24L.C32A EEPROM yazma korumasi varsayilan etkin 4,7k
EMMC_RSTN EMMC VCCQ Pull-up Paket i¢ci eMMC reset varsayilan release 10k2
PWRONRSTN_OD VDDSHV6 Pull-up SN74LVC1G07 open-drain buffer ¢ikisi (PMIC PGOOD — AM3358 reset) 10k(2
0SCo_CTL SYS VDD 1P8V  Pull-up Ana 24 MHz osilator enable (varsayilan: etkin) 10k
SYS_VDD1_CTL SYS VDD3 3P3V Pull-up TL5209 ikincil PMIC LDO enable (varsayilan: etkin) 100k
PMIC_PWR_EN SYS_RTC_IP8V  Pull-up PMIC PWR_EN pull-up 100 k2
LCD_DATA14 VDDSHV6 Pull-up SYSBOOT[14] = 1 (24 MHz ana saat se¢imi varsayilan) 100 k2
LCD_DATA15 GND Pull-down SYSBOOT[15] = 0 (varsayilan boot konfigiirasyonu) 100kQ2

3.5.1 Analog/RTC /EEPROM/eMMC

3.5.2 Emiilasyon / Wakeup / Interrupt

3.5.3 GPMC — General-Purpose Memory Controller
Adres pinleri (12)

Adres/Data + kontrol (18)

Not: GPMC_AD@——AD7 ve GPMC_CSN1/CSN2 paket iginde eMMC routing i¢in kullanilir; disar1 gikmaz.

3.5.4 LCD Denetleyicisi (16-bit Dis Veri)
3.5.5 McASP0O — Audio Serial Port
3.5.6 Ethernet (CPSW + MII1 + Management)

Not: Bu paket revizyonunda yalniz MII modu PCB tarafinda routelu; RMII / RGMII gelecek revizyonda eklenebilir.

3.5.7 MMC — SD/eMMC

Paket ici: MMCI portu paket i¢ci 4 GB eMMC’ye atanmustir (8-bit; disar1 gikmaz). MMC?2 iiretim sirasinda dis pad’lere opsi-
yonel olarak ayrilabilir.

3.5.8 SPI, UART, JTAG, I’C

Onemli: I’CO paket icinde TPS65217C (adres 0x24) ve 24LC32A EEPROM (adres 0x50) ile paylasilir. Disar1 ¢ikan pad’lere
baglanan harici cihazlar i¢in ek pull-up gerekmez (paket i¢i 4,7 k€2 pull-up’lar mevcuttur); adres ¢akismasindan kaginilmalidir.
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Sinyal . T-SiP AM335x ZCZ
Islev

AGND_ADC Analog Toprak (VSSA_ ADC) Y9 E8

AINO Analog Giris / Cikis (kanal 0) Y10 B6

AIN1 Analog Giris / Cikis (kanal 1) W10 C7

AIN2 Analog Giris / Cikis (kanal 2) V10 B7

AIN3 Analog Giris / Cikis (kanal 3) V9 A7

AIN4 Analog Giris / Cikis (kanal 4) Y11 C8

AINS Analog Giris (kanal 5) Wil B8

AIN6 Analog Giris (kanal 6) Vi1l A8

AIN7 Analog Giris (kanal 7) V12 C9

VREFP ADC referans pozitif (diferansiyel) w12 E14

VREFN ADC referans negatif (diferansiyel) W9 E13

CAP_VDD RTC RTC alt sistemi besleme girisi V13 D6

EEPROM_WP Paket i¢i 24LC32A EEPROM Write Protect M2 — (dahili)

EMMC RSTN Paket i¢i eMMC reset A4 — (dahili)

EMMC_VCC eMMC 3,3V (4 paralel pad) F8,F9,G8,G9 — (dahili)

EMMC _VCCQ eMMC 1/0 3,3V (4 paralel pad) H7,HS8,J7,J8  — (dahili)

Sinyal . T-SiP AM335x ZCZ
Islev

EMUO JTAG/cTools emiilasyon pin 0 V18 Cl14

EMU1 JTAG/cTools emiilasyon pin 1 V19 B14

EXTINTN Harici Kesme Girisi (TPS65217C nINT) K17 BI18

EXT WAKEUP  Wakeup Girisi (deepsleep’ten ¢ikis) H17 C5

3.5.9 USB

USBO0 OTG (Host + Device)
USB1 Host

Not: USB1 OTG kapasitelidir; varsayilan host modunda yapilandirilabilir. Anakart tasarimecist USB-A host konnektdrii veya
USB-C OTG konnektdrii segebilir; CE/ID pinleri buna gore gekilir.

3.5.10 Saat Kaynaklari (Paket ici)

Not: 24 MHz ana ve 32,768 kHz RTC kristalleri paket i¢ine entegre edilmistir. Anakart tarafinda ek kristal devresi gerekmez;
harici saat girigi uygulanamaz.

3.5.11 Reset/ Wake (Ek)
3.5.12 Motor Kontrol/ PWM (eCAP / ePWM / eQEP)
Not: Diger motor kontrol pinleri (ePWM1/2, eQEP0/1/2, eCAP1/2) AM335x’te genelde GPMC veya UART pin’leriyle pay-

lagilir ve uygulamaya gore pinmux ile segilir. Tam pinmux matrisi i¢in TI AM335x TRM Boélim 9 (Pad Control) referansina
bakin.
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Sinyal . T-SiP  AM335x ZCZ
Islev
GPMC_A0 Adres 0 Al3 R13
GPMC_Al Adres 1 B13 V14
GPMC_A2 Adres 2 C13 Ul14
GPMC_A3 Adres 3 Al2 T14
GPMC_A4 Adres 4 B12 R14
GPMC_AS Adres 5 Cl12 V15
GPMC_A6 Adres 6 All uUl1s
GPMC_A7 Adres 7 B11 T15
GPMC_A8 Adres 8 Cl11 V16
GPMC_A9 Adres 9 Al0 Ul16
GPMC A10  Adres 10 B10 T16
GPMC All  Adres 11 C10 V17

3.5.13 Gii¢ Pinleri

Gic girisleri (paket disi)

Sistem giic rail ¢ikislar (PMIC cikisi, 26 ball)
Paket ici referans gii¢ pinleri (kullanici baglamaz)

Asagidaki AM335x gii¢ pinleri paket iginde PMIC rail’lerine baglidir; anakart tarafinda bu pinler i¢in ayr1 bir besleme veya
decoupling devresi gerekmez.

3.5.14 PMIC Kontrol

3.5.15 400 Ball Kanonik Tablosu — BGA Matrisi

Bu boliim, NAR-3358 T-SiP paketinin BGA 20 x 20 matrisinin tiim 400 ball’in1 sira-sira (A1—Y?20) ham veri olarak listeler.
Her sira ayr1 bir tablo olarak verilmistir; her tabloda 4 grup (siitun 1-5, 6-10, 11-15, 16-20) yan yana gosterilmistir.

Toplam: 400 ball — 318 etiketli (92 GND dahil) + 82 NC.

NC = Not Connected (atanmamis, kullanilmayan ball). 4 kose (A1, A20, Y1, Y20) ve tiim dahili GND ball’lar1 bu tabloda
goriindir.

Sira A
Ball Kategori Ball Kategori
Net Net
Al GND GND A1l GPMC_A6 GPMC
A2 NC — A12 GPMC_A3 GPMC
A3 NC — A13 GPMC_A0 GPMC
A4 EMMC_RSTN eMMC Al14 GPMC_CLK GPMC
A5 NC — Al15 GPMC_AD14 GPMC
A6 NC — A16 GPMC_AD11 GPMC
A7 NC — Al17 GPMC_AD8 GPMC
A8 NC — A18 PMIC_PB_IN PMIC
A9  GPMC_WPN GPMC A19 PMIC_NRESET PMIC
A10 GPMC_A9 GPMC A20 GND GND
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Sinyal . T-SiP  AM335x ZCZ
Islev
GPMC_ADS Adres/Data 8 (iist byte) Al7 U10
GPMC_AD9 Adres/Data 9 Cl6 T10
GPMC_ADI10 Adres/Data 10 B16 T11
GPMC_ADI11 Adres/Data 11 Al6 Ul12
GPMC_ADI12 Adres/Data 12 CI15 T12
GPMC_AD13 Adres/Data 13 BI15 R12
GPMC _AD14 Adres/Data 14 AlS V13
GPMC_AD15 Adres/Data 15 Cl4 uUl13
GPMC ADVN_ALE  Adres Latch Enable L19 R7
GPMC BENO CLE  Byte Enable 0 / Command Latch Enable L20 T6
GPMC_BEN1 Byte Enable 1 C9 U18
GPMC_CLK GPMC saat Al4 V12
GPMC_CSNO Chip Select 0 K20 A\
GPMC_CSN3 Chip Select 3 B14 T13
GPMC_OEN REN Output Enable / Read Enable K19 T7
GPMC_WAITO Wait sinyali B9 T17
GPMC_WEN Write Enable K18 U6
GPMC_WPN Write Protect A9 U17
SiraB
Ball Kategori Ball Kategori
Net Net
Bl NC — B11 GPMC_A7 GPMC
B2 NC — B12 GPMC_A4 GPMC
B3 NC — B13 GPMC_A1l GPMC
B4 NC — B14 GPMC_CSN3 GPMC
B5 NC — B15 GPMC_AD13 GPMC
B6 NC — B16 GPMC_AD10 GPMC
B7 NC — B17 WARMRSTN RST
B8 NC — B18 VDD_USB_5V PWR
B9 GPMC_WAITO GPMC B19 VDD_USB_5V PWR
B10 GPMC_A10 GPMC B20 VDD_USB_5V PWR
SiraC
Ball Kategori Ball Kategori
Net Net
€1 NC — C11 GPMC_A8 GPMC
C2 NC — C12 GPMC_A5 GPMC
C3 NC — C13 GPMC_A2 GPMC
C4 NC — C14 GPMC_AD15 GPMC
C5 NC — C15 GPMC_AD12 GPMC
C6 NC — C16 GPMC_AD9 GPMC
C7 NC — C17 PWRONRSTN_OD RST
C8 NC — C18 VIN_AC VIN
C9 GPMC_BEN1 GPMC C19 VIN_AC VIN
C10 GPMC_A11 GPMC C20 VIN_AC VIN
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Sinyal . T-SiP AM335x ZCZ
Islev

LCD _AC BIAS EN LCD AC Bias Enable V20 R6

LCD_DATAO LCD Veri 0 T18 R1

LCD _DATA1 LCD Veri 1 T19 R2

LCD_DATA2 LCD Veri 2 T20 R3

LCD_DATA3 LCD Veri 3 R18 R4

LCD_DATA4 LCD Veri 4 R19 T1

LCD_DATAS LCD Veri 5 R20 T2

LCD_DATA6 LCD Veri 6 P18 T3

LCD_DATA7 LCD Veri 7 P19 T4

LCD DATAS LCD Veri 8 P20 Ul

LCD _DATA9 LCD Veri 9 N18 U2

LCD DATA10 LCD Veri 10 N19 u3

LCD DATA11 LCD Veri 11 N20 U4

LCD DATA12 LCD Veri 12 M18 V2

LCD DATA13 LCD Veri 13 M19 V3

LCD DATA14 LCD Veri 14 M20 V4

LCD_DATAI1S LCD Veri 15 L18 T8

LCD_HSYNC Yatay Sync u17 Us

LCD_VSYNC Diisey Sync Ul18 RS

LCD _PCLK Piksel Saati U20 u7

SiraD

Ball Kategori Ball Kategori
Net Net

D1 NC — D11 PWRONRSTN RST

D2 NC — D12 PMIC_PGOOD PMIC

D3 NC — D13 RTC_PWRONRSTN RTC

D4  GND GND D14 PMIC_LDO_PGOOD PMIC

D5 GND GND D15 GND GND

D6 NC — D16 GND GND

D7 NC — D17 GND GND

D8 NC — D18 VIN_BAT VIN

D9 PMIC_POWER_EN PMIC D19 VIN_BAT VIN

D10 PMIC_PWR_EN PMIC D20 VIN_BAT VIN

SiraE

Ball Kategori Ball Kategori
Net Net

E1 NC — E11 GND GND

E2 NC — E12 GND GND

E3 NC — E13 GND GND

E4  GND GND E14 GND GND

E5 GND GND E15 GND GND

E6  GND GND E16 GND GND

E7 GND GND E17 GND GND

E8 GND GND E18 NC —

E9 GND GND E19 PMIC_BAT_SENSE PMIC

E10 GND GND E20 PMIC_TS PMIC
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Sinyal . T-SiP  AM335x ZCZ
Islev
MCASPO_ACLKX Transmit Bit Clock Y17 B12
MCASPO_ACLKR Receive Bit Clock (TDM/I*S RX) Y15 BI13
MCASPO AHCLKX  Transmit Master Clock V16 Al3
MCASPO_AHCLKR  Receive Master Clock W17 B16
MCASPO_AXRO Serial Data Hat 0 (TDM/I*S) V17 Al4
MCASPO_AXRI1 Serial Data Hat 1 Ul6 B17
MCASPO_FSX Frame Sync (TX) Y16 Cl12
MCASPO_FSR Frame Sync (RX) W15 Al6
Sinyal . T-SiP  AM335x ZCZ
Islev
MDIO PHY yonetim — data \%! M18
MDC PHY yonetim — clock Ul M17
MII1_RXDO MII RX data 0 M5 K15
MII1_RXD1 MII RX data 1 N5 K14
MII1_RXD2 MII RX data 2 T4 K13
MII1_RXD3 MII RX data 3 u3 K12
MII1_RX CLK MII RX clock RS L18
MII1_RX DV MII RX data valid T5 L16
MII1_RX ER MII RX error N3 L17
MII1_COL MII collision P5 M1l6
MII1_CRS MII carrier sense T3 H17
MII1_TXDO MII TX data O P3 J18
MII1_TXDI MII TX data 1 R3 K17
MII1_TXD2 MII TX data 2 N4 K18
MII1_TXD3 MII TX data 3 P4 117
MII1_TX _CLK MII TX clock L5 H18
MII1_TX_EN MII TX enable R4 J16
RMII REF CLK RMII referans pini (bu rev. kullanilmiyor) M3 H18
SiraF
Ball Kategori Ball Kategori
Net Net
F1 NC — F11 GND GND
F2 NC — F12 SYS_VDD2_3P3V PWR
F3 NC — F13 SYS_VDD2_3P3V PWR
F4 NC — F14 SYS_vOUT PWR
F5 GND GND F15 SYS_VoUuT PWR
F6 NC — F16 GND GND
F7 NC — F17 GND GND
F8 EMMC_VCC PWR F18 SYS_VDD1_CTL PWR
F9  EMMC_VCC PWR F19 PMIC_MUX_IN PMIC
F10 GND GND F20 NC —

Corezzle Electronics — corezzle.com

Rev. 0.5 ADVANCE INFORMATION | Haziran 2026

Sayfa 14/68


https://corezzle.com

NAR-3358

Sinyal . T-SiP  AM335x ZCZ
Islev
MMCO_CLK  SD/MMC saat Wi G17
MMCO_CMD  SD/MMC komut hatt1 w2 G18
MMCO_DATO SD/MMC veri 0 Y3 G16
MMCO_DAT1 SD/MMC veri 1 V2 G15
MMCO _DAT2 SD/MMC veri 2 w3 F18
MMCO_DAT3  SD/MMC veri 3 Y2 F17
Sinyal . T-SiP AM335x ZCZ
Islev
SPI0_CSO SPIO Chip Select 0 Y4 Al7
SPI0_CSl1 SPIO Chip Select 1 V5 B17
SPI0_DO SPI0 Data 0 (MISO) W5 B16
SPI0_D1 SPI0 Data 1 (MOSI) W4 Al6
SPI0_SCLK SPI0 Clock Y5 Al8
UARTO0 RXD  UARTO receive Y6 E15
UARTO _TXD UARTO transmit V6 El6
UARTO0_CTSN  UARTO clear-to-send V6 E18
UARTO_RTSN  UARTO ready-to-send Wo6 E17
UART1_RXD  UARTI receive Y7 D15
UART1_TXD UART! transmit W7 D16
UART1_CTSN UARTT1 clear-to-send V7 D18
UART1 RTSN  UART1 ready-to-send Y8 D17
TCK JTAG Test Clock Y19 CI13
TDI JTAG Test Data In Y18 D12
TDO JTAG Test Data Out W18 D11
T™S JTAG Test Mode Select W19 Cl1
TRSTN JTAG Test Reset W20 D14
12C0_SCL I>CO Serial Clock (paket ici PMIC + EEPROM bus paylagimi) V8 Cl6
12C0_SDA I>CO Serial Data V7 C17
Sira G
Ball Kategori Ball Kategori
Net Net
Gl NC — G11 NC —
G2 NC — G12 SYS_VDD2_3P3V PWR
G3 NC — G13 SYS_VDD2_3P3V PWR
G4 NC — G14 SYS_VOUT PWR
G5 GND GND G15 SYS_VOuT PWR
G6 NC — G16 GND GND
G7 NC — G17 PMIC_NWAKEUP PMIC
G8 EMMC_vCC PWR G18 NC —
G9 EMMC_vCC PWR G19 NC —
G10 NC — G20 NC —
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Sinyal . T-SiP  AM335x ZCZ
Islev

USBO_DP USBO D+ K1 N17

USBO DM USBO D— K2 N18

USBO_ID USBO OTG ID pin L1 N19

USB0O_VBUS USBO VBUS sense L2 N16

USBO_DRVVBUS  USBO0 VBUS siiriicii kontrolii K3 N15

USBO_CE USBO charge enable L3 N14

Sinyal . T-SiP  AM335x ZCZ

Islev

USB1_DP USBI1 D+ 12 F1

USB1 DM USBI1 D—- H2 F3

USBI1 _VBUS USBI1 VBUS sense (5V) H1 F2

USBI1 ID USB1 OTG ID pin (host = float, device = GND) J1 F4

USB1 DRVVBUS USBI1 VBUS siiriicii kontrolii H3 El

USB1_CE USBI charge enable I3 E2

Sira H

Ball Kategori | Ball Kategori
Net Net

H1 USB1_VBUS USB H11 NC —

H2  USB1_DM USB H12 NC —

H3  USB1_DRVVBUS USB H13 NC —

H4 NC — H14 SYS_VDD1_3P3V PWR

H5 GND GND H15 SYS_VDD1_3P3V PWR

H6 NC — H16 GND GND

H7  EMMC_VCCQ PWR H17 EXT_WAKEUP RST

H8 EMMC_VCCQ PWR H18 NC —

H9 NC — H19 NC —

H10 NC — H20 NC —

Sira J

Ball Kategori | Ball Kategori
Net Net

J1 USB1_ID USB J11 GND GND

J2 USB1_DP USB J12 GND GND

J3 USB1_CE USB J13 GND GND

J4 NC — J14 SYS_VDD1_3P3V PWR

J5 GND GND J15 SYS_VDD1_3P3V PWR

J6 NC — J16 GND GND

J7 EMMC_VCCQ PWR J17 PMIC_NINT PMIC

J8 EMMC_vCCQ PWR J18 NC —

J9 GND GND J19 NC —

J10 GND GND J20 NC —
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Sinyal . T-SiP  AM335x ZCZ
Islev
OSCO_CTL  Ana 24 MHz osilator kontrol pini (paket igi) M1 D14
OSCO_TP Ana osilator test pini (liretim; kullanic1 baglamaz) M6 D13
OSCI1_IN RTC 32,768 kHz kristal girisi (paket i¢i) Y13 B15
OSC1_OUT  RTC 32,768 kHz kristal ¢ikis1 (paket igi) Y14 C15
OSC1_GND  RTC osilatér topraklamasi W13 AlS
Sinyal . T-SiP AM335x ZCZ
Islev
PMIC NRESET PMIC reset girisi Al9 —
PWRONRSTN AM3358 PWRONRST giris (cold reset) D11 Al10
PWRONRSTN OD SN74LVC1GO07 open-drain buffer ¢ikist C17 —
WARMRSTN AM3358 warm reset (PMIC kontroliinde) B17 A9
RTC PWRONRSTN RTC alt sistemi reset (her zaman aktif rail) D13 Cl11
RTC KALDO ENN RTC LDO enable (TPS65217C kontrolii, kullanic1 baglamaz) Uls D9
XDMA_EVENT_INTRO EDMA event/interrupt giris 0 W14 Al2
XDMA EVENT INTR1 EDMA event/interrupt giris 1 V14 B12
Sira K
Ball Kategori | Ball Kategori
Net Net
K1 USB@_VBUS USB K11 SYS_VDD3_3P3V PWR
K2 USB@O_DM USB K12 GND GND
K3 USB@_DRVVBUS USB K13 SYS_RTC_1P8V PWR
K4  NC — K14 SYS_RTC_1P8V PWR
K5 GND GND K15 GND GND
K6  GND GND K16 GND GND
K7  GND GND K17 EXTINTN RST
K8  GND GND K18 GPMC_WEN GPMC
K9  GND GND K19 GPMC_OEN_REN GPMC
K10 SYS_VDD3_3P3V PWR K20 GPMC_CSNO@ GPMC
Sira L
Ball Kategori | Ball Kategori
Net Net
L1 USBe@_ID USB L11 SYS_VDD3_3P3V PWR
L2 USB@_DP USB L12 SYS_VDD3_3P3V PWR
L3 USBO_CE USB L13 SYS_RTC_1P8V PWR
L4 NC — L14 SYS_RTC_1P8V PWR
L5 GND GND L15 GND GND
L6 GND GND L16 GND GND
L7 SYS_VDD3_3P3V PWR L17 NC —
L8 SYS_VDD3_3P3V PWR L18 LCD_DATA15 LCD
L9 SYS_VDD3_3P3V PWR L19 GPMC_ADVN_ALE GPMC
L10 SYS_VDD3_3P3V PWR L20 GPMC_BENO_CLE GPMC
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Sinyal T-SiP  AM335x ZCZ

ECAPO_IN_PWMO_OUT eCAPO giris / ePWMO ¢ikis (multifunction) V15 CI18

Sinyal . T-SiP

Islev

VIN_AC TPS65217C AC adaptdr girisi (5 V nominal, 3 paralel pad) A6, A7, A8

VIN_USB  TPS65217C USB girisi (5 V, 3 paralel pad; KiCad i¢ ad: VDD_USB_5V) B1§, B19, B20

VIN_BAT  Tek-hiicre Li-Ion/LiPo batarya girisi (3 paralel pad) All, B11,Cl11

SiraM

Ball Kategori Ball Kategori
Net Net

M1 0SCeO_CTL [eN® M11 VDDSHV1 PWR

M2  EEPROM_WP EEP M12 VDDSHV6 PWR

M3  RMII_REF_CLK ETH M13 VDDS_RTC PWR

M4 NC — M14 VDDS PWR

M5  GND GND M15 GND GND

M6  0SCo_TP 0sC M16 GND GND

M7  VDDSHV4 PWR M17 NC —

M8  VDDSHV5 PWR M18 LCD_DATA12 LCD

M9  VDDSHV3 PWR M19 LCD_DATA13 LCD

M10 VDDSHV2 PWR M20 LCD_DATA14 LCD

SiraN

Ball Kategori Ball Kategori
Net Net

N1 MII1_TX_CLK ETH N11 SYS_VDD_1P8V PWR

N2 MII1_TXD@ ETH N12 SYS_VDD_1P8V PWR

N3 MII1_TXD1l ETH N13 SYS_VDD_1P8V PWR

N4 NC — N14 SYS_VDD_1P8V PWR

N5 GND GND N15 GND GND

N6  GND GND N16 GND GND

N7  SYS_VDD_1P8V PWR N17 NC —

N8  SYS_VDD_1P8V PWR N18 LCD_DATA9 LCD

N9  SYS_VDD_1P8V PWR N19 LCD_DATA10 LCD

N1@ SYS_VDD_1P8V PWR N20 LCD_DATA11l LCD

Sira P

Ball Kategori | Ball Kategori
Net Net

P1 MII1_TXD2 ETH P11 SYS_VDD_1P8V PWR

P2 MII1_TXD3 ETH P12 GND GND

P3  MII1_TX_EN ETH P13 GND GND

P4 NC — P14 GND GND

P5  GND GND P15 GND GND

P6 GND GND P16 GND GND

P7  GND GND P17 NC —

P8 GND GND P18 LCD_DATAG6 LCD

P9  GND GND P19 LCD_DATA7 LCD

P10 SYS_VDD_1P8V PWR P20 LCD_DATAS8 LCD
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Net . N T-SiP koordinatlari
Islev

SYS VDD 1P8V Sistem 1,8 V rail (LDO3 ¢ikisi) 10 N7-N14, P10, P11

SYS VDD3 3P3V  Sistem 3,3 V rail (LDO4 ¢ikis1) 8 KI10,K11,L7-L12

SYS VDD2 3P3V  Sistem yardimet 3,3 V rail 4 F12,F13,G12,G13

SYS VDDI1 3P3V  Sistem 3,3V (LDO1) — RTC dahil 4 H14,H15,J14,J15

Sinyal . T-SiP
Islev

VDD MPU AM3358 MPU (Cortex-A8) ¢ekirdek rail (DCDC1) [8[9)

VDD CORE AM3358 ¢ekirdek mantik rail (DCDC2) U13

VDDS DDR DDR3L EMIF 1/O rail (DCDC3) U9

VDDS PLL PLL analog rail (LDO3) ul10

VDDS RTC RTC alt sistemi rail M13,Ul14

VDDSHV1 10 gerilim alan1 1 Ml1

VDDSHV2 10 gerilim alam 2 M10

VDDSHV3 10 gerilim alam 3 M9

VDDSHV4 10 gerilim alanmi 4 M7

VDDSHV5 10 gerilim alan1 5 M8

VDDSHV6 10 gerilim alan1 6 Mi12

VPP eFuse programlama gerilimi (iiretim hattt; kullanicr yiiksek empedans birakir) R13

SYS VDD1 CTL PMIC LDOL1 enable kontrolii (paket i¢i) F18

SYS VOUT PMIC ana sistem rail gikigt 4 paralel pad

SYS ADC _1P8V  ADC analog ada beslemesi Y12

SYS_RTC_1P8V

RTC 1,8 V rail (her zaman ag1k)

K13, K14, L13,L14

SiraR
Ball Kategori Ball Kategori
Net Net
R1 MII1_RX_DV ETH R11 GND GND
R2 MII1_COL ETH R12 GND GND
R3 MII1_CRS ETH R13 VPP PWR
R4 NC — R14 NC —
R5 GND GND R15 NC —
R6 NC — R16 GND GND
R7 NC — R17 NC —
R8 NC — R18 LCD_DATA3 LCD
R9  GND GND R19 LCD_DATA4 LCD
R10 GND GND R20 LCD_DATA5 LCD
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Sinyal . T-SiP
Islev
PMIC PB IN Power button girisi Al8
PMIC NRESET PMIC reset Al19
PMIC_ PWR _EN Power enable (PMIC agma sinyali) C18
PMIC POWER EN Sistem gli¢ enable D18
PMIC_PGOOD Power Good (rail’ler stabil olunca HIGH) E18
PMIC_LDO_PGOOD LDO Power Good F18
PMIC_NINT PMIC interrupt ¢ikisi G18
PMIC_ NWAKEUP PMIC wake event ¢ikisi H18
PMIC_SCL PMIC I*C clock U8
PMIC_SDA PMIC I°C data V8
PMIC TS Termistor sense (NTC, batarya sicakligi) E17
PMIC BAT SENSE Batarya gerilim sense F17
SiraT
Ball Kategori | Ball Kategori
Net Net
Tl MII1_RX_CLK ETH T11l GND GND
T2 MII1_RX_ER ETH T12 GND GND
T3 MII1_RXDO ETH T13 GND GND
T4 GND GND T14 GND GND
T5 GND GND T15 GND GND
T6 GND GND T16 GND GND
T7 GND GND T17 GND GND
T8 GND GND T18 LCD_DATAQ LCD
T9 GND GND T19 LCD_DATA1l LCD
T10 GND GND T20 LCD_DATA2 LCD
Sira U
Ball Kategori Ball Kategori
Net Net
Ul MII1_RXD1 ETH U1l NC —
U2 MII1_RXD2 ETH U12 PMIC_MUX_OUT PMIC
U3 MII1_RXD3 ETH U13 VDD_CORE PWR
U4 GND GND Ul4 VDDS_RTC PWR
U5 GND GND U15 RTC_KALDO_ENN RTC
U6 VDD_MPU PWR U16 GND GND
U7 PMIC_SDA PMIC Ul7 GND GND
U8 PMIC_SCL PMIC U18 LCD_VSYNC LCD
U9 VDDS_DDR PWR U19 LCD_HSYNC LCD
Ule VDDS_PLL PWR U20 LCD_PCLK LCD
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SiraV
Ball Kategori Ball Kategori
Net Net
V1l MDIO ETH V11l AIN6 ADC
V2  MMCO_DAT2 MMC V12 AIN7 ADC
V3  MMCO_DAT1 MMC V13 CAP_VDD_RTC RTC
V4 SPI@_CS1 SPI V14 XDMA_EVENT_INTR1 RST
V5 UARTO_RTSN UART V15 ECAPQ_IN_PwWM@_OUT PWM
V6  UARTOQ_CTSN UART V16 MCASP@_AHCLKX AUD
V7 I2C@_SDA I’C V17 MCASPO_AXR1 AUD
V8 I2C0@_SCL I°C V18 EMU@ JTAG
V9  AIN3 ADC V19 EMU1 JTAG
V10 AIN2 ADC V20 LCD_AC_BIAS_EN LCD
SiraW
Ball Kategori Ball Kategori
Net Net
Wl MDC ETH W11l AIN5 ADC
w2  MMCo_CMD MMC W12 VREFP ADC
W3  MMCO_CLK MMC W13 O0SC1_GND 0sC
w4  SPIQ_D1 SPI W14 XDMA_EVENT_INTRO RST
w5 SPIQ_DO SPI W15 MCASPO_FSR AUD
W6  UART@_TXD UART W16 MCASPO_AXRO AUD
W7  UART1_TXD UART W17 MCASPO_AHCLKR AUD
W8 UART1_CTSN UART W18 TDO JTAG
W9  VREFN ADC W19 TMS JTAG
W10 AIN1 ADC W20 TRSTN JTAG
SiraY
Ball Kategori Ball Kategori
Net Net
Y1 GND GND Y11 AIN4 ADC
Y2 MMCO_DAT3 MMC Y12 SYS_ADC_1P8V PWR
Y3 MMCO_DATO MMC Y13 O0SC1_IN [eN@}
Y4 SPIQ_CSO SPI Y14 0SC1_ouT 0sC
Y5 SPIO_SCLK SPI Y15 MCASPO_ACLKR AUD
Y6  UARTO_RXD UART Y16 MCASPO_FSX AUD
Y7 UART1_RXD UART Y17 MCASPO_ACLKX AUD
Y8 UART1_RTSN UART Y18 TDI JTAG
Y9 AGND_ADC GND Y19 TCK JTAG
Y10 AINO ADC Y20 GND GND
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NAR-3358 — T-SiP Pinout (BGA 20x20)

30 x 30 x 2,2 mm - 400 ball - 1,27 mm pitch - Corezzle Elektronik A.S.
Bottom view — Pin A1 [ at top-left corner; rows A-Y (I, O omitted per JEDEC), columns 1-20

Kategori / Category
Giig girisi (VIN_AC/USB/BAT)

3
©
s
&
3
E
®

Gig rail (SYS_*, VDDS*, VDD_*)
Toprak (GND, AGND_ADC)
ADC + TSC (AINO-7, VREFP/N)

RTC (CAP_VDD_RTC)

Saat / Osilator (OSCO/1, XTAL)

00 0 0:

EEPROM / éMMC kontrol (paket ici)

0 00000 -
[

GPMC paralel bus
LCD denetleyicisi

MCcASP audio serial

Ethemet Mil / MDIO
MMC (microSD, eMMC)
SPI

UART / I2C

o0 000

000000

o000 00OCGOOOES
000000000000 OO0
0 00000DOCOOGOOGOOSOOS

USBO0/10TG

JTAG / Emiilasyon

PMIC kontrol (TPS65217C)

Reset / Wake / Interrupt

=

-
00000 0OCQOCOOGOOGOOSO
0000 0OCOCOOGONOGOOSO
000 000OCDOCOOGOOGNOSO

CAN (DCANO/1)

0000 00000O0COCOGEOGCOGEOGOEOGEOSOO

<

eCAP / ePWM / eQEP

GPIO (genel amagl)

Diger / siniflandiriimanmis

C0000000000000COOCFOCGOOOOS

NC (Not Connected)

Toplam: 400 ball

Toprak (GND, AGND_ADC): 93
Giig rail (SYS_*, VDDS*, VDD_*): 61
GPMC paralel bus: 30

LCD denetleyicisi: 20

Ethernet MIl / MDIO: 18

PMIC kontrol (TPS65217C): 14
USB0/10TG: 12

UART/I2C: 10

ADC + TSC (AINO-7, VREFP/N): 10
McASP audio serial: 8

Reset / Wake / Interrupt: 7

JTAG / Emiilasyon: 7

Giig girisi (VIN_AC/USB/BAT): 6
MMC (microSD, eMMC): 6

Saat / Osilatér (OSCO/1, XTAL): 5
SPI: 5

RTC (CAP_VDD_RTC): 3
EEPROM / eMMC kontrol (paket igi): 2
eCAP / ePWM / eQEP: 1

Bos / atanmamis: 82

Pin haritas! tam tablosu: pinmap-tr.md (15+ kategori, T-SiP 0 AM335x ZGZ eslemesi). Hoverftap ball tooltip' pin adini gosterir.

Sekil 3.1. NAR-3358 T-SiP BGA pinout, bottom view. Siralar A=Y (I, O atlanir), sttunlar 1-20. Pin A1 g&stergesi sol-Ust kosede.
318 ball etiketli (92 GND dahil) + 82 NC. Kategori renkleri sagdaki agiklama panelinde.
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BOLUM 4
Elektriksel Karakteristikler

4.1 Mutlak Maksimum Degerler (Absolute Maximum Ratings)

Uyar1: Bu degerlerin asilmasi cihazin kalici hasarina yol agabilir. Bu yalnizca dayanim sinirlarini ifade eder; cihazin islevsel
calismasi bu degerlerde garanti edilmez. Caligma kogullari i¢in section 4.2’a bakin.

Asagidaki degerler paket i¢i yongalarin datasheet’lerindeki en konservatif (en kisitlayici) sinira dayanir.

Tablo 4.1. Mutlak maksimum degerler (paket pinlerinde, GND’ye gore).

Sembol Min  Maks Birim
Parametre

Vwin_ac  AC adaptor girisi (TPS65217C) -0,3 +6,0 vV
Vi usse USB VBUS girisi -0,3 +6.,0 vV
Vi Bar  Li-lon batarya girisi —0,3  +45 vV
Vsys 3v3  Sistem 3,3 V rail -0,3  +3,6 Y
Vsys 1vs  Sistem 1,8V rail -0,3  +21 \%
Vbor DDRA3L rail (DCDC3) -0,3 +1,65 v
Vio GPIO siiriis gerilimi (3,3 V alan) -03 Vop+0,3 V
T10.pin GPIO siirekli akim (her pin) _ +6 mA
T, Caligma ortam sicakligi —40 +85 °oC
Tiig Saklama sicakligt —65 +150 °C
T; Birlesim sicaklig1 (junction) — +105 °C
Tsol Lehim tepe sicakligi (J-STD-020E) — +260 °C
Vespuev  ESD Human Body Model (JS-001) — +9 kv
Vespcom  ESD Charged Device Model (JS-002) _ +500 \V

‘ Ust Kaynak Datasheet — AM3358 Mutlak Maksimum ‘

Tiim AM3358 sinyal pinleri igin ayrintili mutlak maksimum tablosu, gerilim alan1 kombinasyonlar1 ve PCB tasarimcisi igin ESD/EMI
yonergeleri TI AM3358 datasheet Boliim 6 ve 7°de verilmistir: bkz. chapter 14.

4.2 Onerilen Calisma Kosullari (Recommended Operating Conditions)

Giris Rampasi ve In-rush Akimi

NAR-3358’in giig-agma siralamas1 PMIC fault kontrolleri i¢in gerilim rampasi ve in-rush akimi sinirlarina bagimlidir. Asagidaki
parametreler asildiginda PMIC UVLO veya OCP koruyucularini tetikleyerek agilisin basarisiz olmasina neden olabilir.
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Tablo 4.2. Onerilen calisma kosullari.

Sembol Min Tip Maks Birim
Parametre
Vwin ac - AC adaptor girisi 440 5,00 5,50 A\
Vvin uss USB VBUS 440 5,00 5,50 \'
VV[N_BAT Li-Ion hiicre 3,00 3,70 4,20 A\
Vsys 3vs 3,3V sistem rail 3,20 3,30 3,40 A\
Vsys_1vs 1,8V sistem rail 1,71 1,80 1,89 \%
Vbbr DDR3L rail (1,5V std/ 1,35V LP) 1,425 1,500 1,575 \%
T, Calisma ortam sicaklig: (industrial) —40 425 +85 °C
fepu AM3358 ARM saati 300 1000 1000 MHz
fEMIF DDR3L EMIF saati — 400 400 MHz
Tablo 4.3. Giris rampasi ve in-rush akimi énerilen sinirlari.
Parametre Maks Birim
Kosul
teviN VIN rise time (100mV — 4,5V), VIN_AC/ VIN_USB 50 ms
Iinac In-rush, VIN_AC (1 ms tepe) 2,1 A
Iinuss In-rush, VIN_USB (USB 2.0 uyumlu) 500 mA
Iin AT In-rush, VIN_BAT (tek-hiicre Li-Ion) 2,0 A
IVINiAC,SS Steady-state, VIN_AC 2,0 A
Ivin usss  Steady-state, VIN_USB (yiiksek-akim USB charger) 1.3 A
IVINiBAT,SS Steady-state, VIN_BAT 2,0 A

Toplam Akim Siniri (Tim Cikis Rail’leri)

Cikis rail’lerinden ¢ekilen toplam akimin (paket i¢i tiikketim + anakart yiikleri) ilgili giristen alinabilen maksimum akimi agma-
masi gerekir.

Tablo 4.4. Maksimum ¢ikis akimi sinirlari (tdm cikis rail’leri).

Cikis rail Maks
Tipik tiketici (paket ici + anakart payi)

SYS_VOUT TPS65217C ana sistem switched ¢ikisi 500 mA
SYS_VDD1_3P3V 3,3V (eMMC dahil) — LDO4 ¢ikisi 300 mA
SYS_VDD2_3P3V 3,3V yardimc1 — LDO2 ¢ikist 100 mA
SYS_VDD3_3P3V 3,3V IO — LDO4 paylasilan 50mA
SYS_RTC_1P8V 1,8V RTC — LDOI ¢ikis1 100 mA
SYS_VDD_1P8V 1,8V sistem — LDO3 ¢ikis1 250 mA
SYS_ADC_1P8V 1,8V analog ada (TL5209) — analog ADC referansi 25mA

Onemli: Sirali smirlar bir rail’in kendisi igin tek basma gegerlidir. Aym1 zamanda tiim rail ler birden bir giristen cekildiginde,
girigin maks akimi1 (Table 4.3) asilmamalidir. AM335x giig tiiketimi, ¢alisan saat hizi ve DVFS noktasiyla degisir; toplam sistem

tiiketimi tahmini icin TI AM335x Power Estimation Tool’a bakin.

4.3 DC Karakteristikler

DC karakteristikler, AM3358’in dis paket pinleri i¢in gecerlidir (Vsys 3v3 = 3,3V, T, = +25 °C, aksi belirtilmedikge).
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Tablo 4.5. GPIO DC karakteristikleri (3,3 V alan).

Sembol Min Tip Maks
Parametre

Vi Giris yiiksek seviye esigi 0,65Vop — —
ViL Giris diisiik seviye esigi — — 0,35 Vbp
Von Cikis yliksek seviye gerilimi Voo — 0,4 — —
VoL Cikis diisiik seviye gerilimi — — 0,4
Ion Cikis kaynak akimi (high-drive) 6 mA — —
ToL Cikis akim gekisi (high-drive) 6 mA — —
I Giris kagak akimi — — =+10nA
Rpy Dahili pull-up 50 70 110k$Q2
Rpp Dahili pull-down 50 70 110k

Cift gerilim alam1 (VDDSHV1-6): AM3358 10 pinlerinin biiyiik boliimii ¢ift gerilim destekler (1,8 V veya 3,3 V). Her alan
grubu i¢in se¢im, PMIC LDO3 rail’inden veya harici besleme ile yapilir (bkz. chapter 7).

4.4 Gig Tiiketimi

Asagidaki degerler Vyin par = 3,7V, T, = +25°C, CPU 1 GHz kosullarinda, AM335x mimari ve TPS65217C PMIC verim
egrisi temel alinarak hesaplanmus indikatif tahmin degerleridir. Uretim numuneleri iizerinde yapilacak bench karakterizasyonu
sonrasinda nihai degerler revizyonda yayimlanacaktir.

Tablo 4.6. indikatif gii¢ tiiketimi profilleri (AM3358 + TPS65217C tipik calisma noktalari temel alinarak hesaplandi;
karakterizasyon sonrasinda onaylanacak).

Tip Maks Birim

Mod

Active mode — CPU 1 GHz, Linux idle, Ethernet up 1100 1500 mW
Active mode — CPU 1 GHz, %100 dhrystone yiik 1450 1900 mW
Active mode — CPU 600 MHz (DVEFS), Linux idle 750 1050 mW
Active mode — CPU 300 MHz (DVFS), Linux idle 500 700 mW
Standby mode (PRU + RAM kalict) 120 180 mW
Deepsleep0 (DDR self-refresh, MPU off) 12 20 mW
Deepsleepl (DDR off, MPU off) 800 1500 pW
RTC-only mode (yalniz RTC alt sistemi + PMIC) 7 12 uWw

Not (indikatif degerler): Tablo degerleri TI AM335x Power Consumption Summary (SPRABO3) ve TPS65217C verim egri-
lerinden tiiretilmistir. Hedef bantlar: Linux idle 1 GHz < 1,5 W, deepsleepl < 1,5mW, RTC-only < 15 uW.

Not: Sistem giic-agma siralamasi, sifirlama ve uyandirma detaylar1 (her rail i¢in ramp siireleri, PGOOD-to-nRESET gecikmesi,
PMIC_NRESET, PWRONRSTN_OD ve wake-up sinyalleri) chapter 7, “Glig-A¢ma Siralamas1” boliimiinde verilmistir.
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BOLUM 5

Arayuzler

NAR-3358 kablosuz radyo bulundurmaz; baglanti iglevi kablolu arabirimler (Ethernet, USB) ile saglanir. Bu boliim AM3358’in
NAR-3358 paketinden disar1 ¢ikan tiim yiiksek-hizli arayiizlerini 6zetler. Sinyal-pin eslestirmeleri i¢in section 3.5’a bakin.

5.1 USB 2.0

AM3358 iki bagimsiz USB 2.0 PHY igerir. Her iki port da OTG (On-The-Go) kapasitesindedir; NAR-3358 paket disina ID ve
DRVVBUS sinyallerini her ikisinde de routelar.

Tablo 5.1. USB 2.0 arabirim 6zellikleri.
Ozellik

Deger

Stirim USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbps)

Modlar (USB0) Host, Device, OTG (varsayilan kullanim: dig USB-C konnektor)

Modlar (USB1) Host, Device, OTG (dis pin’lerde ID + DRVVBUS routelu)

PHY Dahili (UTMI+ Level 3)

Veri hatlar1 D+/D- diferansiyel, 90 €2 kontrollii empedans

VBUS kontrol USB0O _DRVVBUS + USB1_DRVVBUS pinli (host modu i¢in 5V switch)
ID algilama USBO _ID + USB1_ID pinli (OTG cihaz tipi algilama)

ESD koruma Harici TVS o6nerilir (6r. USBLC6, TPD2EUSB30)

Not: Tipik anakart kullaniminda USBO host/device (USB-C konnektor), USB1 host (USB-A konnektor) olarak yapilandirilir;
ancak USBI portu da gerekirse device veya OTG modunda ¢alistirilabilir.

Anakart tarafi gereksinimler:
» USB-C veya USB-A konektoriine 90 €2 differential trace
* Trace uzunlugu eslestirme: £0,5 mm
» ESD TVS dizisi (D+/D- hatlarina paralel)
* CC pull-down direngleri (USB-C igin 5,1 k(2)

5.2 Ethernet (CPSW)

AM3358’in CPSW (Common Platform Switch) modiilii 2 port + 1 host yapilandirmasindadir. NAR-3358 paket disina MII1
portunu ve ortak MDIO/MDC management hatlarini ¢ikarir.

Mod notu: AM3358 silikonu MII / RMII / RGMII modlarini1 destekler; ancak NAR-3358 bu donanim siiriimiinde yalmz MII

modu sinyalleri PCB’de routelanmistir MII1_RXD@--3,MII1_TXD0@—-3, RX_CLK, TX_CLK,RX_DV,RX_ER, TX_EN,
COL, CRS). RMII referans saati (50 MHz) veya RGMII gecikme hatlar1 ayr1 dig pad olarak ayrilmamustir; ileride RMII/RGMII
destegi i¢in PCB revizyonu gerekir.
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Tablo 5.2. CPSW MII1 portu 6zellikleri (NAR-3358 bu siirimde).

Ozellik
Deger
Standart IEEE 802.3 (10BASE-T, 100BASE-TX)
Mod (PCB) MII (Media Independent Interface) — 16 sinyal hatt1 routelu
Veri hizt 10/ 100 Mbps

Half/Full duplex Her ikisi
PHY arayiizii MDIO + MDC (clause 22 management)
Adres uzay1 32 PHY adresi destekler

Anakart tarafi gereksinimler:
e MII uyumlu Ethernet PHY (6r. TI DP838221, Microchip LAN8710A)
¢ 16 sinyal hatt1 + 25 MHz TX CLK
* Magjack (transformer entegre RJ45 konektdr)
 Termination direngleri PHY datasheet’ine gére

Tipik MII zamanlama (10/100 Mb/s, AM335x referans):

Parametre

Min

Tip Maks

TX_CLK frekansi (100 Mb/s)

TX_CLK frekansi (10 Mb/s)

TX data setup (TX_EN — TX_CLK 1)
TX data hold (} TX_CLK — TXD)

RX data setup (RX_DV — RX_CLK 1)
RX data hold

PCB trace uzunluk farki (TX/RX grup i¢i)

10
0

10
10

24,75 25,00 25,25MHz
2,475 2,500 2,525MHz

— —ns
— —ns
— —ns
— —ns
— 25 mm

Nihai zamanlama PHY entegrasyon testi sonrasinda iiretim revizyonunda giincellenecektir.

5.3 MMC/SD

AM3358 iic MMC/SD denetleyicisi igerir:

Tablo 5.3. MMC denetleyici dagitimi.

Port
Kullanim

Bus genisligi

MMCO Harici microSD kart (paket dis pad’leri)
MMCI1 Paket ici 4 GB eMMC
MMC2 Opsiyonel ikinci SD/MMC (liretim sec¢imi)

4-bit
8-bit
4-bit

5.4 GPMC — General-Purpose Memory Controller

GPMC, AM335x’in yiiksek-bantgenislikli paralel asenkron/sync arabirimidir; harici NAND flash, NOR flash, PSRAM, FPGA

ve Ozellestirilmis veri yolu cihazlar1 i¢in kullanilir.
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Tablo 5.4. MMC/SD performans &zellikleri.
Ozellik

Deger

SD standard: SD 3.0 (UHS-I), SDHC, SDXC
eMMC standardt eMMC 5.0 (HS200 200 MHz, HS400 400 MHz nominal)

DDR mod Destekler (eMMC)
Maks. okuma hiz1 200 MB/s (HS400, eMMC) / 50 MB/s (UHS-I, microSD)
Boot destegi MMCI1 (paket ici eMMC) varsayilan boot kaynagi

Tablo 5.5. GPMC &zellikleri.

Ozellik

Deger
Tip Multiplexed/non-multiplexed adres+data, async/sync
Veri yolu 16-bit (paket dig pad’leri AD8-AD15)

8-bit AD0-AD7 paket i¢i eMMC routing i¢in kullanilir
Adres yolu A0-A11 (12-bit, dig erigim)
Chip select ~ CSNO, CSN3 (2 dis chip select; CSN1/2 paket ici)
Maks. saat 100 MHz sync mod
Boot destegi  Asenkron NOR flash, NAND, OneNAND, NOR XIP
Sync arabirim  GPMC_CLK ¢ikisi, WAIT giris(ler)i
ECC Donanim BCH, Hamming (NAND igin)

5.5 McASP — Audio Serial Port

AM3358 iki adet McASP (Multichannel Audio Serial Port) igerir; NAR-3358 paket disina McASPO sinyallerini ¢ikarir.

Tablo 5.6. McASPO é&zellikleri.

Ozellik
Deger
Formatlar IS, TDM, DSP mode, S/PDIF
Veri serileri (paket)  AXRO, AXR1 (TX/RX yonii yazilim tarafindan segilir)
Saat iiretegleri ACLKX (TX bit), AHCLKX (TX master), AHCLKR (RX master)
Frame sync FSX (TX), FSR (RX)

Maks. 6rnekleme hizi 192 kHz, 32-bit
TDM kanal sayis1 16 (per serializer)

Tipik kullanim: Harici I>S codec (6r. TLV320AIC3104, ES8316) baglantisi; PCM audio in/out. NAR-3358 paket iginde codec
bulunmaz; ses zinciri anakart tarafinda tasarlanir.

5.6 DCAN — Dual CAN Bus

AM3358 iki adet DCAN (Dual Controller Area Network) denetleyicisi igerir; her ikisi de NAR-3358 paket disinda erisilebilir.
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Tablo 5.7. DCAN 6zellikleri.

Ozellik
Deger
Standart ISO 11898-1, CAN 2.0A (11-bit ID) ve 2.0B (29-bit ID)
Maks. bit hiz1 1 Mbps
Mesaj nesnesi 32 mailbox (her DCAN igin)

Bus ariza yonetimi  Bus-off, error passive, error warning
Anakart gereksinimi Harici CAN transceiver (TJA1051, ISO1042 vb.)

5.7 SPI, I2C, UART

Tablo 5.8. Dusik-hizl arabirim §zeti.

Arayiiz Sayi (paket disi)
Ozellik

SPI Master/slave, 4-wire, full duplex, 24 MHz tepe 2 (SPI10, SPI1)

I’C Fast-mode plus 1 MHz, master/slave, 7/10-bit adres 2 (I’Cl, IZCZ)*

UART  16C750 uyumlu, 460 kbps, hardware flow control 6 (UARTO0-5)

*12C0 paket ici sistem yolu olarak rezerve edilmistir (PMIC + EEPROM); harici erigim yok.

5.8 EMIF — DDR3L SDRAM Arabirimi

AM3358 EMIF kontrolérii DDR3L SDRAM ile haberlesir. NAR-3358’de EMIF sinyalleri paket i¢cinde 1 GB DDR3L SDRAM’a baglidir;
bu sinyaller paket digina ¢ikmaz.

Tablo 5.9. DDR3L EMIF (paket ici).

Ozellik

Deger
DDR standardi  DDR3L (1,35 V Low-Power) veya DDR3 (1,5V)
Maks. saat 400 MHz EMIF clock (800 MT/s)
Veri yolu 16-bit (DDR_D@--D15), 2 byte lane (D0-7 + D8-15)
Veri strobu 2 ¢ift diferansiyel: DDR_DQS@+/——+ DDR_DQS1+/—
Veri maskesi DDR_DQM@, DDR_DQM1 (per-byte mask)
Adres 16-bit row (DDR_A@——A15) + 13-bit column + 3-bit bank (DDR_BA@—-—-BA2, 8 bank)
Saat Diferansiyel (DDR_CLK /DDR_CLKn)
Kontrol CASn, RASn, WEn, CKE, CSn, ODT, RESETn
Kapasite 1 GB (8 Gbit, 512M x 16 organizasyon)
Referans gerilim DDR_VREF (besleme ortasi), DDR_VTP (termination)
Termination Fabrikada kalibre on-die termination (ODT)
ECC Desteklemez (tek-yonga, 16-bit)

Self-refresh Otomatik (deepsleep0 modu i¢in)
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| Ust Kaynak Datasheet — DDR3L SDRAM |

DDR3L 1,35 V SDRAM zamanlama parametreleri, refresh araliklar: ve giig tiiketim profilleri i¢in JEDEC JESD79-3F standardina bakin:
bkz. chapter 14. Uretici-spesifik datasheet, iiretim revizyonu sirasinda AVL ile birlikte yayimlanr.

Tipik EMIF zamanlama (DDR3L 800 MT/s, JEDEC JESD79-3F):

Parametre Tipik
Aciklama
tck Saat periyodu (400 MHz) 2,5ns
CL CAS gecikme 6 cycle (15ns)
treD RAS-to-CAS gecikme 6 cycle (15ns)
trp Row precharge 6 cycle (15ns)
trRAS Active-to-precharge min 15 cycle (37,5 ns)
tre Active-to-active 21 cycle (52,5 ns)
trFC Refresh cycle (8 Gb yogunluk) 140 cycle (350 ns)
tREFI Refresh aralig1 (normal sicaklik) 7,8 us (3120 cycle)
twr Write recovery 6 cycle (15ns)
twTr Write-to-read 4 cycle (10 ns)
ZQ kalibrasyon baglangic 1lk-agma > 512 cycle
ZQ kalibrasyon periyodik Periyodik 256 ms aralik

EMIF baglatma (u-boot SPL icinde) AM335x Quick Reference Guide for EMIF DDR3 Initialization prosediiriinii izler. Nihai {iretim-
dogrulanmis degerler AVL onayli DDR3L tedarikgisi datasheet’ine gére revizyonda giincellenecektir.

DDR PHY / EMIF Onerilen Register Degerleri

NAR-3358’in paket i¢i 1 GB DDR3L SDRAM’i i¢in AM335x EMIF, Control Module ve DDR PHY register’larinin 6nerilen baslangi¢ deger-
leri Table 5.10’de listelenmistir. Bu degerler 800 MT/s (400 MHz EMIF saati) ¢alisma noktasi i¢in Sofiware Leveling prosediiriinii kullanilarak
tiiretilmistir ve u-boot SPL i¢inde EMIF baslatma kodunda kullanilabilir.

Notlar:

« W «CMDX” — x 0, 1, 2 degerlerini alir (3 komut hatt1 grubu).
« @ “DATAX” — x 0, 1 degerlerini alir (2 veri byte lane: DATAO = DQ[7:0], DATA1 = DQ[15:8]).

* Yukaridaki degerler Software Leveling prosediirii igin baslangic (seed) degerleridir. Uretim asamasinda her birim icin kalibrasyon TI
AM335x DDR Tools ile yeniden galistirilarak nihai degerler bulunur (her birim i¢in 5 % varyasyon tipiktir).

* Yazilim entegrasyonu i¢in TI AM335x DDR PHY register configuration for DDR3 using Software Leveling rehberine bakin: bkz. chap-
ter 14.

Software Leveling icin Kalibrasyon Seed Degerleri

Manuel kalibrasyon yeniden ¢alistirilirsa, asagidaki seed degerleri baslangi¢ noktasi olarak kullanilir:

5.9 JTAG ve Emilasyon

AM3358 IEEE 1149.1 uyumlu JTAG arabirimine sahiptir; gomiilii ICEPick-D ile birden fazla TAP (Test Access Port) igerir.

Onerilen debug donanmmi: TI XDS200/XDS560v2 emiilatorii, J-Link Pro CTI 20-pin ile beraber. A¢ik kaynak: OpenOCD AM335x deste-
gi.
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Tablo 5.10. AM335x EMIF, Control Module ve DDR PHY 6énerilen register degerleri (DDR3L 1 GB, 800 MT/s, indikatif). Uretim
revizyonu AVL onayli DDRS3L tedarikgisi datasheet ile dogrulantr.

Register

Periferal / islev

Onerilen Deger

Control Module — IO empedans kontrolii

DDR_CMDx_IOCTRL® Komut hatti IO empedans1 (DDR3L 40 ) 0x0000018B
DDR_DATAx_IOCTRL® Veri hatt1 IO empedansi 0x0000018B
EMIF — bellek konfigiirasyonu ve zamanlama

SDRAM_CONFIG DDR3, 1 GB, 16-bit, CL=6, 8-bank 0x61C05332
SDRAM_CONFIG_2 Genigletilmis yapilandirma 0x00000000
SDRAM_REF_CTRL Refresh araligi (3120 cycle @ 400 MHz) 0x00000C30
SDRAM_TIM_l tRP, tRCD, tWR7 tRAS, tRc, tRRD, twTr Ox0QAAAD4DB
SDRAM_TIM_Z txp, tODT, tXSNR, tXSRD7 tRTP, tekE Ox266B7FDA
SDRAM_TIM_3 tekesr, ZQCS araligl, RAS max, trrc Ox501F867F
ZQ_CONFIG ZQ kalibrasyon (baslangic + periyodik 256 ms) 0x50074BE4
DDR_PHY_CTRL_1 DLL ready zamanlama 0x00100007
DDR PHY — slave ratio kalibrasyon (Software Leveling)

CMDx_REG_PHY_CTRL_SLAVE_RATIO_0®" DLL slave ratio, komut hatti 0x00000080
CMDx_REG_PHY_INVERT_CLKOUT_o" Komut clkout inversiyonu 0x00000000
DATAXx_REG_PHY_RD_DQS_SLAVE_RATIO_0®  Veri okuma DQS gating 0x0000003A
DATAX_REG_PHY_WR_DQS_SLAVE_RATIO_0®  Veri yazma DQS gating 0x00000045
DATAXx_REG_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RATIO_0® Yazma FIFO gating 0x00000095
DATAX_REG_PHY_WR_DATA_SLAVE_RATIO_0® Yazma veri gating 0x0000007F

Parametre Seed deger (decimal)
DATAx_PHY_RD_DQS_SLAVE_RATIO 40
DATAXx_PHY_FIFO_WE_SLAVE_RATIO 64
DATAx_PHY_WR_DQS_SLAVE_RATIO 0

Tablo 5.11. JTAG arabirim 6zellikleri.

Ozellik
Deger

Standart IEEE 1149.1 JTAG), IEEE 1149.7 (cJTAG)

Maks. TCK frekans1 50 MHz

Emiilasyon TI cTools, EMUO0/1 pinli
Boundary scan Tam destek
TRST Aktif diisiik, harici pull-down nerilir
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BOLUM 6

AM3358 Cevre Birimleri

NAR-3358 paketinin merkezi AM3358 islemcisidir; asagidaki ¢evre birimleri AM3358 silikonu i¢inde entegredir ve NAR-3358 paket disina
ilgili pin sinyalleri ile ¢ikarilir.

6.1 PRU-ICSS — Programlanabilir Gercek-Zaman Alt Sistemi

PRU-ICSS (Programmable Real-time Unit and Industrial Communications Subsystem), AM335x’in en ayirt edici 6zelligidir. ARM ¢ekirde-
ginden bagimsiz ¢alisan iki adet 32-bit RISC PRU ¢ekirdegi, deterministik dongii siiresi ile motor kontrolii, endiistriyel protokoller ve hassas
zamanlama uygulamalar1 i¢in kullanilir.

Tablo 6.1. PRU-ICSS 6zellikleri.

Ozellik
Deger

PRU ¢ekirdek sayisi 2 (PRUO, PRU1)

Saat hizi 200 MHz (5 ns/komut)
Komut RAM (her PRU) 8KB

Veri RAM (her PRU) 8KB

Paylasilan RAM 12KB

GPIO (her PRU) 16 input + 16 output, tek-¢evrim erisim

Donanim protokolleri ~ EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET RT, EnDat, BiSS, HSL, Sigma-Delta

Tletisim ARM ile mailbox/interrupt + DDR3L erigimi

Ekosistem TI PRU Optimizing C/C++ Compiler, TI PRU Linux Userspace SDK, agik kaynak AM335x topluluk &rnekleri

Tipik kullanim senaryolari:
 Servo motor kontrolii (< 5 ps gecikme)
* EtherCAT slave (ana ¢ekirdek Linux’ta, PRU EtherCAT MAC)
* Yiiksek hizli encoder okuma + PWM ¢ikigi (motor siiriicii)
 Hassas zamanlama (Time-Sensitive Networking)

* Yazilim-taniml endiistriyel /O modiilleri

6.2 ADC ve Dokunmatik Ekran Denetleyicisi (TSC_ADC)

AM3358 dahili 12-bit SAR ADC igerir; 8 kanal multiplexed, maksimum 200 kSPS 6rnekleme hizi. Ayni1 blok 4-veya-5-tel resistive dokunmatik
ekran denetleyicisi olarak da kullanilabilir.

Anakart énerisi: Tipik kullanimda VREFP pini SYS_ADC_1P8V’ye, VREFN pini AGND_ADC’ye baglanir (varsayilan tam 6lgek 0 — 1,8 V).
Hassas dl¢lim uygulamalarinda VREFP/VREFN dis referans IC (6r. REF3318) ile beslenebilir.
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Tablo 6.2. TSC_ADC ozellikleri.

Ozellik
Deger
Coziintirlik 12-bit
Maks. drnekleme hizi 200kSPS (tek kanal)
Kanal sayis1 8 (AINO——AIN7, paket dis1)

Referans gerilimi (besleme) 1,8V (SYS_ADC_1P8YV, ikincil PMIC TL5209DRG4 ten)
Referans pozitif/negatif Diferansiyel: VREFP + VREFN (paket dig1 pad’ler, hassas analog 6l¢iim i¢in ayri referans baglanabilir)

Analog toprak AGND_ADC (sistem GND’den ayri, giiriilti ayrigtirmast)

Giris gerilim aralig1 0— 1,8 V (varsayilan); VREFP/VREFN ile yeniden 6l¢eklenebilir
DNL (tipik) +1LSB

INL (tipik) +3LSB

Dokunmatik ekran modu 4-tel veya 5-tel resistive (pen detect dahil)

Programlanabilir adim Acik-kanal/sirali tarama, FIFO destekli

6.3 LCD Denetleyicisi ve GPU

AM3358 paralel TFT LCD denetleyicisi (LIDD + Raster Display) PowerVR SGX530 3D GPU ile beraber kullanilir. Detayli arayiiz sinyali
tablosu igin ??’e bakin.

GPU ozellikleri (PowerVR SGX530):
¢ OpenGL ES 2.0, OpenVG 1.1, OpenMAX

« Tile-based deferred rendering (TBDR)
* 32-bit Z/stencil buffer
* 4x MSAA hizlandirma

« DDR3L’den texture fetch

6.4 Motor Kontrol Cevre Birimleri (eCAP/ePWM/eQEP)

AM3358, motor kontrol uygulamalari i¢in {iglii grup sunar; her grup ii¢ bagimsiz modiil igerir.

Tablo 6.3. Motor kontrol modiilleri.

Modiil . Say!
Islev
eCAP (Enhanced Capture) Yiiksek-¢oziiniirliikli zamanlama yakalama, frekans/duty 61- 3 (eCAP0-2)
¢lim, PWM yakalama, 4-event sequencer
ePWM (Enhanced PWM) Yiiksek-¢oziiniirlikli PWM ¢ikisi, dead-band, trip-zone, digi- 3 (ePWMO0-2; 6 PWM c¢ikis1)

tal current limit

eQEP (Enhanced Quadrature Encoder Pulse) Quadrature encoder pulse decoder, position/velocity 6l¢iim, in- 3 (¢QEP0-2)
dex pulse

Tipik uygulama: Servo motor siiriicii — ¢QEP encoder okur, ePWM motor siiriiciiye gerilim verir, eCAP fault sense yapar; hepsi ARM
¢ekirdegi yerine PRU-ICSS tarafindan koordine edilir.
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6.5 DMTimer — General-Purpose Timer

AM3358 sekiz adet 32-bit DM Timer (DM Timer) igerir; sistem kesintileri, watchdog ve PWM ¢ikis1 i¢in kullanilir.

Tablo 6.4. DMTimer 6zellikleri.

Ozellik

Deger
Say1 8 (DMTimer0-7)
Genislik 32-bit

Saat kaynagi 32 kHz (RTC), 24 MHz (CRYSTAL), 32,768 kHz (RTC_OSC)
Maks. saat hiz1 Saat kaynagiyla ayn1

Modlar One-shot, periodic, PWM, capture
Watchdog DMTimerl watchdog olarak yapilandirilabilir
6.6 GPIO

AM3358 dort adet GPIO bank igerir; her bank 32 pin (toplam 128 pin), bagimsiz kesme yonetimi ile.

Tablo 6.5. GPIO bank 6zellikleri.

Ozellik
Deger
Bank sayis1 4 (GPIO0-3)
Pin sayisi1 (bank basina) 32
Toplam GPIO 128 (paylasimli multiplexed pin; gergek dis erisim alternatif fonksiyon se¢imine bagli)
Siiriis giicii 4 / 8 mA (yazilim tarafindan seg¢ilir)
Kesme yonetimi Edge / level, polarite yazilim tarafindan segilir
DMA tetikleyici Her GPIO bank i¢cin EDMA channel

Not: GPIO sinyalleri AM3358 pin mux matrisinde alternatif fonksiyon olarak goriiniir. Bir pin’in GPIO veya baska bir peripheral (UART,
SPI vb.) olarak kullanimi pin mux register’lartyla segilir.

6.7 Saat Kaynaklari (Paket ici Kristaller)

NAR-3358 paket i¢ine iki adet kuartz kristal entegre edilmistir; anakart tarafinda ek osilator veya kristal devresi gerekmez. Bu, rakip SiP
¢oztimlerine kiyasla NAR-3358’in ayirt edici bir mimari 6zelligidir:

* 24 MHz ana kristal — AM3358’in 0SCO@_TP pinine (paket i¢i) bagli, sistem birincil saat kaynagi.

* 32,768 kHz RTC kristal — AM3358’in RTC alt sistemi (OSC1_IN, 0SC1_OUT) pinlerine (paket i¢i) bagl; her zaman aktif rail
(VDDS_RTC) iizerinden beslenir.

Boot mode resistor’leri (SYSBOOT[15:14]) paket i¢inde @b@1 olarak ayarlidir; bu, 24 MHz birincil saat segimine karsilik gelir (bkz. secti-
on 3.4).

Corezzle Electronics — corezzle.com Rev. 0.5 ADVANCE INFORMATION | Haziran 2026 Sayfa 34/68


https://corezzle.com

NAR-3358

Tablo 6.6. Paket ici kristal karakteristikleri (indikatif tipik degerler; tretim revizyonu AVL onayl tedarik¢i datasheet’ine gére

glncellenecek).

24MHz Ana 32,768kHz RTC Birim

Parametre

Nominal frekans 24,000 0,032768 MHz
Baslangig frekans tolerans: (@ 25 °C) +20 +20 ppm
Frekans stability (sicaklik, —40 — +85 °C) +30 +20 ppm
Aging (ilk y1l) +5 +3 ppm
Aging (sonraki yillar, tipik) +2 +1 ppm/y1l
Equivalent Series Resistance (ESR), maks 60 80 k2 (yalmiz RTC igin) / Q
Load capacitance (Ct), dahili eslestirilmis — — pF
Period Jitter, RMS (tipik) <15 — ps
Cycle-to-Cycle litter (tipik) <100 — ps

Aktif besleme akimi (tipik) 3 (5 maks) 1 (2 maks) mA / pnA
Calisma sicakligi (paket sinirt dahilinde) 0—-+470 (TCE) 0-+470 °C

Karakteristikler

Tasarim Notlari

 Paket i¢i kristaller fabrikada AM3358 i¢in optimize edilmis load capacitance ile eslestirilmistir; anakart tarafinda ek load cap’i eklenmez.

* Harici 24 MHz saat kaynagi kullanim1 (6rn. silikon osilator) bu paket revizyonunda desteklenmez. 0SCO_TP pini paket i¢i devreye dog-
rudan baglidir ve dig pin olarak erisilemez. Harici saat girisi gerektiginde tedarikei ile 6zel siirlim iizerinden iletisime gegcilir.

» RTC alt sistemi her zaman aktiftir; sistem deepsleep veya RTC-only modlarinda bile 32,768 kHz osilator ¢alisir (< 2 pA tipik tiiketim).

6.8 RTC Alt Sistemi

AM3358 dahili RTC (Real-Time Clock) alt sistemi igerir; ayr1 voltaj rail (VDDS_RTC, LDO1’den) ve paket i¢i 32,768 kHz kristal ile ¢aligir

(bkz. section 6.7). Sistem deepsleep veya RTC-only modunda iken bile zaman tutar.

Tablo 6.7. RTC alt sistemi 6zellikleri.

Ozellik
Deger

Coziiniirlik 1 saniye

Saat kaynag1 32,768 kHz (paket ici kristal)

Besleme 1,8 V (LDOL, her zaman ag1k)

Alarm 2 bagimsiz alarm

Wake-on-RTC Deepsleep0/1 modlarindan ¢ikis

Dogruluk + 20 ppm @125 °C (32,768 kHz kuartz tipik)

6.9 Diger Cevre Birimleri (Ozet)

* EDMA: 64-kanal Enhanced DMA controller (yiiksek-hizli veri transferi)

* Mailbox: 4 adet mailbox (PRU-ARM, ARM-ARM IPC)
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 Spinlock: 128 spinlock (multi-master sync)
* Watchdog: ayrt WDTO0 + WDT1 (DMTimer]1 alternatifi)

» Sysclk: ¢esitli sistem saatleri (MAIN_OSC 24 MHz, L3 GCLK 200 MHz, L4 GCLK 100 MHz)

‘ Ust Kaynak Datasheet — AM335x Sitara TRM ‘

PRU-ICSS programlama, eCAP/ePWM/eQEP register haritasi, ADC karakterizasyonu ve GPIO multiplexing detaylar igin TI AM335x
Technical Reference Manual: bkz. chapter 14.
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BOLUM 7

Guc Yonetimi ve Dagitimi

7.1 ikili PMIC Mimarisi — Genel Bakis

NAR-3358, paket iginde iki gii¢ yonetim yongasi bulundurur:
¢ Ana PMIC — TPS65217C (Texas Instruments)

+ Ikincil PMIC — TL5209DRG4 (Texas Instruments)

7.1.1 Ana PMIC — TPS65217C

Texas Instruments TPS65217C, NAR-3358in birincil gii¢ yonetim yongasidir. AM335x ailesi i¢in fabrikada optimize edilmis OTP yapilan-
dirmast ile teslim edilir.

* Tek hiicre Li-Ion/LiPo lineer sarj kontrolciisii (5 V AC adaptér veya USB VBUS girisinden)
* 3 x buck DC-DC déniistiiriicii (DCDC1-3)

* 4 x dogrusal LDO (LDO1-4)

« I>C kayut arayiizii (adres @x24), OTP yapilandirma

« Power button (PB_IN), Push-Pull / OTG kontrolii

» Koruyucu giivenlik: OVP, OCP, OTP, UVLO

» Power-path: USB/AC bagliyken sistem AC/USB’den beslenir, batarya bosalmaz

7.1.2 ikincil PMIC — TL5209DRG4

Ikincil PMIC olarak gorev yapan TL5209DRG4, paket igi 1 A LDO dogrusal regiilatordiir. Ana PMIC’in LDO3 kapasitesinin (200 mA)
iizerinde yiiksek-akim gerektiren 1,8 V analog ada beslemeleri i¢in ayrilmistir:

* SYS_ADC_1P8V — 8-kanal 12-bit ADC referans beslemesi (giiriilti-duyarl analog)
* SYS_RTC_1P8V — RTC alt sistemi referans beslemesi (her zaman agik, diigiik giiriiltii)
* AM335x analog ada 10 genel beslemesi

Ikili PMIC mimarisi, giiriiltii ayrimi (digital DCDC rail’leri — ana PMIC; diisiik-giiriiltii analog rail’ler — ikincil PMIC LDO) ve yiiksek-akim
toleranst i¢in kullanilir.

7.2 Giris Spesifikasyonlari

7.3 Rail Spesifikasyonlari

Table 7.2 TPS65217C nin sundugu tiim rail’lerin gerilim aralig1, akim kapasitesi ve SiP i¢inde fiili kullanimn1 gosterir.
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Y

RTC kristal

Girisler ikili PMIC Rail cikislari Tiketiciler
DCDC1 VDD_MPU 0,95-1,35V (DVFS) ]—»{ AM3358 CPU }
VIN_AC
- . f—
5V AC adaptér DCDC2 VDD_CORE 1,1V } :{ AM3358 gekirdek }
TPS65217C DCDC3 VDDS_DDR 1,5V } :{ DDR3L 1GB }
Ana PMIC
VINUSB | | 3xDCDC+4xLDO } {
5V USB VBUS Li-lon charger LDO1 VDDS_RTC 1,8V ] :L AM3358 RTC }
[
SYS_VOuT } (
LDO2 VDDS 3,3V ] :L AM3358 analog }
VIN_BAT
. - >
Li-lon 3,0-4,2V LDO3 VDDSHYV 1,8/3,3V } :{ GPIO/LCD 10 }
TL5209DRG4 LDO4 SYS_VDD3_3P3V 3 3v} :{ eMMC VCC + 10 }
ikincil PMIC
1ALDO 1,8V
Analog ada SYS_ADC_1P8V 1,8V } :{ AM3358 ADC ref }
| |
|

SYS_RTC_1P8V 1,8V (analog)}

J

Kalin baglanti: yiksek-akim gii¢ yolu (AC/USB/BAT — PMIC).
Duz ince ok: rail dagitimi (PMIC — tiiketici).
DCDC = buck konvertér, LDO = dogrusal regilator.

Sekil 7.1. NAR-3358 gli¢ agaci diyagrami. Sol situn: 3 gug girisi (VIN_AC, VIN_USB, VIN_BAT). Orta: ikili PMIC (TPS65217C
ana + TL5209DRG4 ikincil; SYS_VOUT Uzerinden zincirli). Sag: 7 rail ¢ikisi + 2 analog rail. En sag: SiP icindeki
tuketiciler (AM3358 ¢ekirdek, DDR3L, eMMC, 10).

7.3.1 Rail Performansi
7.4 Sarj Kontroli

TPS65217C, tek hiicre Li-Ion/LiPo bataryalar i¢in dn-sarj, sabit-akim (CC), sabit-gerilim (CV) ve termal koruma saglar.

7.5 Power-Path

TPS65217C yerlesik power-path mantigi sayesinde:
* VIN_AC veya VIN_USB bagli ve > 3,9V ise sistem AC/USB’den beslenir, batarya bosalmaz. Sarj es zamanli ilerler.

* AC/USB yoksa sistem otomatik olarak bataryaya geger (kesintisiz, < 10 us).

* AC ve USB ikisi de bagliysa AC dncelik (yiiksek akim kaynagi tercih edilir).

7.6 ADC Kanallari ve Sistem izleme

TPS65217C, I2C iizerinden okunabilen sistem durum kayitlari sunar:

AM3358 ayrica dahili 8-kanal 12-bit ADC igerir (chapter 6 Boliim 6.X); batarya gerilim izleme, akim sense ve dis termistér okuma igin
kullanilabilir.

‘ Ust Kaynak Datasheet — TPS65217C ‘

Tam rail spec, OTP yapilandirma, I>C kayit haritasi, sequencing diyagrami ve sarj algoritmasi igin TI TPS65217C datasheet’i: bkz. chap-
ter 14.
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Tablo 7.1. TPS65217C giris 6zellikleri.

Parametre Min  Tip Maks
Kosul

VWiIN ac AC adaptor girisi 3,9 5,0 5,5
VvIN_uss USB VBUS girisi 3.9 5,0 5,5

WWIN BAT Li-Ion hiicre 2,5 3,7 4.5
IyiN_usB USB akimi (programlanabilir) —  500mA 1,8 A

Vuviro Under-voltage lockout — 2,5 —

Top Calisma sicaklig —40 —  +105 (°C, junction)

Tablo 7.2. TPS65217C rail haritalamasi — NAR-3358 SiP icinde fiili kullanim.

Rail

Gerilim Akim Tip

Yiik (SiP ici)

DCDCI 0,9- 1,8V — 1,1V~ DVFS 12A Buck

DCDC2
DCDC3

LDO1
LDO2
LDO3
LDO4

09-33V—=11V 1,8A Buck
09-18V—=15V 1,8A Buck

1,0-33V—=18V 100mA LDO
09-33V—=+33V 100mA LDO
1,5-33vV—=+18/33V  200mA LDO
1,8-33V—=33V 400mA LDO

AM3358 VDD_MPU (CPU ¢ekirdek; DVFS ile saat hizina gére 0,95 — 1,35V arasi
ayarlanir)

AM3358 VDD_CORE + VDDS_PLL (sistem ¢ekirdek 1,1 V)

DDR3L VDDS_DDR (1 GB DDR3L paket i¢i, 1,5V standart veya 1,35V LP modu
yazilim tarafindan segilir)

AM3358 VDDS_RTC + RTC kristal beslemesi (her zaman agik)
AM3358 VDDS (genel analog) + LCD/USB analog

AM3358 VDDSHV* (IO gerilim alani, OTP tarafindan segilir)
Sistem 3,3 V (eMMC VCC + IO ¢ogunluk)

TL5209DRG4 — ikincil PMIC (paket i¢i 1 A LDO)

TL5209

25-60V =18V 1,0OA LDO

Analog ada beslemesi: SYS_ADC_1P8V (ADC referans), SYS_RTC_1P8V (RTC
referans), AM335x VDDS analog. Diisiik-giiriiltii diisiikk-akim LDO3 (ana PMIC,
200 mA) kapasitesinin iizerinde gerekli yiikler igin.

7.7 Giuc-Acma Siralamasi

7.7.1 Guc-Acma Sirasi

Sistem giig-agma siralamas1 TPS65217C PMIC tarafindan yonetilir; OTP yapilandirmasi her rail i¢in siralama dnceligini tanimlar. AM335x
ailesi i¢in onayl1 sequencing yapisi fabrikada yazilmistir. Tipik akis:

1. Giig girisi tespiti: TPS65217C, VIN_AC, VIN_USB veya VIN_BAT varligin algilar.

2. Fault kontrolii: OVP, OTP, OCP, UVLO koruyucu kontrolleri.

3. Rail ramp: LDO1 (1,8V RTC) — AM3358 RTC alt sistemi aktif — DCDC3 (DDR3L 1,5V) — EMIF stabil — DCDC2 (1,1 V
VDD_CORE) — DCDC1 (VDD_MPU, baslangicta 0,95 V) — LDO4 (3,3 V sistem) — LDO3 (1,8 V IO).

4. PMIC_PGOOD: Tiim rail’ler stabil olduktan sonra TPS65217C PGOOD pinini HIGH a yiikseltir.

5. nRESETIN_OUT: Paket i¢ci SN74LVC1GO07 open-drain buffer AM3358 PWRONRSTN pinini serbest birakir (pull-up VDDSHV6’ya

bagl).

6. AM3358 boot: ROM bootloader — SYSBOOT pinlerini oku — MMCI (paket i¢i eMMC) veya secili boot kaynagindan MLO yiikle —
u-boot — Linux / Android.
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Tablo 7.3. DCDC rail performansi (TPS65217C tipik).

Parametre Nominal
Kosul
Cikis gerilim hassasiyeti PWM modu +2%
Anabhtar frekansi PWM modu 2,5MHz
Cikis dalgalanma (ripple) PWM, tam yiik 20 mV pp tipik
Verim (tipik) DCDC, Vin =5V, Vou = 1,1V > 85%
Akim sinirlama DCDCI1/2/3, programlanabilir 1,2/1,8/1,8A
Soft-start siiresi Varsayilan 256 us
Tablo 7.4. Li-lon sarj parametreleri (TPS65217C).
Parametre Varsayilan
Aciklama / Arahk
Sarj akimi (CC) 100mA — 1 A, I>C programlanabilir 500 mA
Sarj sonu gerilimi (CV)  4,10/4,15/4,20V (3 seviye) 4,20V
Pre-charge akimi (trickle) Viar < 3,0V 10% Icc
Pre-charge esigi — 3,0V
End-of-charge akimi 10% Icc —
Termal koruma NTC (PMIC_TS pini), opsiyonel opsiyonel
Termal kapama esigi Tiie +135°C
Sarj timer IC programlanabilir 5/ 8 saat

7.7.2 Tipik Power-Up Zaman Biitcesi

Uretim numunelerinde nihai degerler 6lgiim sonrasi revizyonda giincellenecektir.

7.7.3 Reset Devresi

NAR-3358 paket iginde AM3358 reset hattinin yonetimi i¢in bir SN74LVC1G07 open-drain buffer entegre edilmistir. Bu buffer’in girisi paket
ici TPS65217C nin PGOOD pinine, ¢ikist ise T-SiP’in PWRONRSTN_OD pinine (C17) baglidir. Pull-up direnci VDDSHV6 rail’ine 10kS2 ile

dahili olarak mevcuttur. Sekil 7.2 reset devresinin paket igindeki ve digindaki baglantilarini gésterir.

7.7.4 Manuel Sifirlama

PMIC_NRESET (T-SiP pin A19) PMIC sifirlama girigidir; LOW seviyeye ¢ekilmesi tiim sistem rail’lerini kapatir ve agma siralamasini yeniden

baslatir (cold reset).

PWRONRSTN_OD (paket i¢i SN74LVC1GO07 open-drain ¢ikis, T-SiP pin C17) warm-reset hattidir; sadece AM3358’1 sifirlar, PMIC ve RTC

alt sistemi ¢aligmaya devam eder.

7.7.5 Uyandirma Olaylari

Deepsleep ve RTC-only modlardan uyandirma i¢in kullanilan sinyaller:

* EXT_WAKEUP: Harici dijital event girisi (T-SiP pin H17)

* PMIC_PB_IN: Power button (TPS65217C iizerinden, T-SiP pin A18)

« PMIC_NWAKEUP: PMIC wake event ¢ikis1

* RTC alarm: AM3358 RTC alt sistemi i¢inden tetiklenen alarm
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Tablo 7.5. TPS65217C izleme kayitlar.

Kayit . Coéziinirliik
Icerik
STATUS VIN, USB, BAT, charge state, charger active bayrak
INT PB_IN, AC, USB, BAT, fault interrupt source bayrak
CHGCONFIGO0-3 Sarj akimi, son gerilim, timer, retry sayisi I’C
LDOSEL / DCDCSEL Rail aktivasyon durumu, OTP override I’C
PMIC TS Termistor girisi (analog) — batarya termal koruma igin analog
Tip Maks
Olay

Vin rampast (0 — 4,5V)

PMIC 6n-yiikleme + fault check

DCDC3 (DDR) ramp (— 1,5V)

DCDC2 (CORE) ramp (— 1,1 V)

DCDC1 (MPU) ramp (— 0,95 V)

LDO4 (3,3V) +LDO3 (1,8 V) ramp

PGOOD deassert — NRESETIN_OUT serbest
AM3358 ROM boot (eMMC HS200 first MLO read)

2ms Sms

3ms 8ms
0,5ms 1ms
0,5ms 1ms
0,5ms 1ms
0,5ms 1ms

Sms 15ms
120ms 300 ms

Toplam: kaynak temas — MLO yiiklii

130ms 330 ms

‘ Ust Kaynak Datasheet — AM3358 Power Sequencing

Detayli power-up sequencing diyagrami ve PMIC kombinasyonlari i¢in TI AM335x Sitara Processors — Boot Switching, Power Sequ-

encing application note’u (SPRABZ0): bkz. chapter 14.
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Anlam: PMIC PGOOD HIGH — buffer ¢ikigi tristate — pull-up
C17yi HIGH a ceker — AM3358 PWRONRST serbest — ROM boot.
Anakart D11 ile C17'yi kbprileyebilir veya harici reset supervisor
ekleyedbilir.

Sekil 7.2. NAR-3358 reset devresi — AM3358 reset zinciri. Paket ici SN74LVC1G07 open-drain buffer, PMIC PGOOD sinyalini
PWRONRSTN_OD (C17) pinine kdprler; pull-up VDDSHV6 rail'ine 10kS2 ile dahili. Anakart tarafinda D11 (PWRONRSTN)
ile C17 koprllenerek temel kullanim saglanir veya harici reset supervisor (6rn. TPS3839, MCP130) ile zincirlenebilir.
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BOLUM 8

Boot ve Programlama

8.1 Boot Akisi

AM3358 gii¢ agilisinda veya sifirlamada ¢ok agsamali bir boot siireci izler:

1. ROM bootloader: AM3358’in dahili mask ROM’unda bulunan birinci agsama bootloader. SYSBOOT strap pinlerini okur, boot kaynagi
strasini belirler.

2. MLO (MMC Loader) / SPL (Secondary Program Loader): Boot kaynagindan okunan ilk kii¢iik (genelde < 128 KB) ikinci agama
bootloader. DDR3L EMIF’i baslatir, u-boot’u DDR’ye yiikler.

3. u-boot: Linux kernel’i, device tree blob’u (DTB) ve initramfs’i yiikler. Boot meniisii ve recovery konsolu saglar.

4. Linux kernel / Android: Sistem 6nyiiklemesi ve kullanict alani.

8.2 SYSBOOT Pinleri ve Boot Sirasi

AM3358’in boot modu, sifirlama aninda 16-bit SYSBOOT [15: @] pinlerinin seviyeleri ile belirlenir. NAR-3358 paket disinda bu pinlerin bir
kismi GPIO olarak da kullanilir (boot sonrasi). Anakart tarafinda SYSBOOT pull-up/pull-down direngleri ile boot sirasi ayarlanir.

Tablo 8.1. Onerilen SYSBOOT konfigiirasyonlari (yaygin senaryolar).

Senaryo
Boot sirasi SYSBOOTI[4:0] (6rnek)
Uretim varsayilan eMMC (MMC1) — microSD (MMC0) — UARTO — 0b11000
USBO
Gelistirici (SD ilk) microSD (MMCO0) — eMMC (MMC1) — UARTO 0b11100
Recovery USBO device — UARTO (xmodem) — MMC 0b00100
Yalniz UART (factory) UARTO (xmodem ile bootp veya kermit) 0b00001

Onemli SYSBOOT bitleri:
« SYSBOOT [4:0@]: Boot device siralamasi (5 farkli boot kaynag igin 4-element queue)

« SYSBOOT [5]: Clock konfigiirasyonu (24 MHz / 25 MHz)

SYSBOOT [7:6]: PLL multiplier modu

SYSBOOT [10:8]: MII (Ethernet) mod se¢imi (MII / RMII / RGMII)
+ SYSBOOT[15:111]: Cesitli konfigiirasyon bitleri

NAR-3358 SYSBOOT paket eslestirmesi: AM3358’in SYSBOOT [15: @] pinleri LCD_DATA[15: 0] multifunction pinleriyle paylasilir;
reset deassert aninda bunlarin seviye degerleri 6rneklenir. NAR-3358 paket disina ¢ikan LCD_DATAO-15 pinleri (Sira A-R, siitun 9, 14-18;
tam liste i¢in section 3.5, “LCD Denetleyicisi” boliimii) ayn1 zamanda SYSBOOT girisidir. Anakart tasariminda bu pinler boot yapilandirma
direnci agi ile sabitlenir (6rn. 10k pull-up veya pull-down). Tipik fabrika varsayilani: SYSBOOT[4:0] = 0b00001 (MMCI1 6ncelikli,

MMCO fallback).
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8.3 Boot Kaynaklari

8.3.1 eMMC (MMC1) — Varsayilan Boot Kaynagi

NAR-3358 paket ici eMMC, varsayilan boot kaynagidir. Uretim sirasmnda MLO + u-boot + kernel yiiklenmis olarak teslim edilebilir veya bos
birakilir (miisteri kendi imajin1 yiikler).

eMMC partition diizeni (6nerilen):
» boot0 partition: MLO + u-boot (eMMC alt katman boot béliimii — BootAreal)
* boot1 partition: Yedek MLO + u-boot (BootArea2)

e user partition: GPT — FAT32 boot boliimii (kernel, DTB, initramfs) + ext4 rootfs

8.3.2 microSD (MMCO0)

Harici microSD Kkart, gelistirme ve recovery igin en yaygin boot kaynagidir. AM335x community Yocto imajlar1 dogrudan kart tizerine yazi-
larak caligtirilabilir.

microSD kart hazirlama:
» FAT32 ilk partition’a MLO (raw, partition 1 sector 0) + u—boot. img

+ ext4 ikinci partition’a Linux rootfs

8.3.3 UARTO Boot

Tamamen “brick” durumda dahi UARTO iizerinden xmodem protokolii ile kiigiik bir image yiiklenebilir. Uretim test ve recovery igin kritik.

* Baud rate: 115200, 8N1
* Protokol: xmodem CRC-16
» Maks. image boyutu: 100 KB civari (RAM tabanli)

8.3.4 USBO0 Device Boot

USBO device modunda AM3358 RNDIS Ethernet veya CDC-ACM olarak gériiniir; BOOTP/TFTP iizerinden ag tabanli yiikleme.

8.3.5 Ethernet Boot (BOOTP/TFTP)

Ethernet PHY anakart tarafinda ise CPSW tizerinden BOOTP ile DHCP adresi alip TFTP’den image yiikleyebilir.

8.4 Programlama Akisi

8.4.1 Uretim Asamasi (eMMC Pre-Flash)

Uretim tarafinda eMMC fabrikada pre-flash edilebilir (Corezzle test ATE boliimii). Bu, miisteri igin out-of-box” ¢alisan bir sistem saglar.

8.4.2 Geligtirici Asamasi (microSD)

Gelistirici Yocto / TI SDK ile derlenmis Linux imajimi microSD kart iizerine yazar:
sudo dd if =core-image-base-am335x-evm.wic of =/dev/mmcblk@ bs =4M

NAR-3358’in SYSBOOT pinleri microSD onceliklendirilmigse, sistem karttan baslar.
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8.4.3 Saha Giincelleme (OTA)

Linux SWUpdate, RAUC veya Mender gibi araglarla yapilir. Bu yazilim y1gin1 isletim sistemi katmanindadir; AM3358 dahili boot 6zellikleri
ile entegre ¢alisir.

8.5 eFuse/OTP

AM3358, sinirli sayida one-time-programmable (OTP) eFuse igerir:
» Cihaz Tipi: Genel Amagh (GP) veya Yiiksek Giivenli (HS)
« HS simifi: Secure boot (TI imzali bootloader zorunlu), crypto accelerator etkin, JTAG kilit
o GP simfi: Agik, sertlestirme yapilmadan kullanim; Yocto / Android i¢in tipik
* MAC adresi: 2 adet 48-bit MAC adresi (CPSW portlar1 i¢in)
» Kalibrasyon: ADC, EMIF DLL kalibrasyon degerleri

NAR-3358 cihaz tipi secimi: Uretim hattinda Genel Amacl (GP) olarak varsayilan yazihir; bu, Yocto/Android/Debian calistirma icin dogrudan
kullanim saglar. Yiiksek Giivenli (HS) stirimil siparis sirasinda belirtilmelidir ve sertifika imzali bootloader gerektirir (TI imzalama akast ile
uyumlu).

8.6 Tl Linux SDK ve AM335x Acik Kaynak Ekosistemi

NAR-3358, TI Sitara AM335x referans tasarimiyla pin uyumludur. TI Processor SDK Linux for AM335x dogrudan ¢alistirilabilir; Yocto
BSP (meta—ti) NAR-3358 i¢in machine tanimi eklendiginde mainline kernel ile derlenir.

* Yocto: meta-ti + meta-arago (TI katmani)

» Android: TI AM335x Processor SDK Android

* Debian community images (AM335x toplulugu)
¢ Mainline Linux: 5.10 LTS, 6.x serisi

‘ Ust Kaynak Datasheet — AM335x Boot Configuration ‘

SYSBOOT pin haritasi, boot kaynak siralama algoritmasi ve ROM bootloader davranisi i¢in TI AM335x Technical Reference Manual
Bolim 26 (Initialization) ve TI AM335x Sitara Processors — Boot Switching application note’una bakin: bkz. chapter 14.
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BOLUM 9

Mekanik Bilgileri

9.1 Paket Genel Aciklamasi

NAR-3358, T-SiP (Tall System-in-Package) paket i¢indedir. T-SiP, paket icine entegre edilen dikey istif (DDR3L SDRAM + eMMC +
AM3358 + ikili PMIC) nedeniyle standart BGA’lardan daha kalin bir paket sinifidir. Pad’ler paketin alt yiiziinde, diizenli BGA grid diize-
ninde dagitilmistir.

« Paket tipi: T-SiP, Ball Grid Array (BGA)

* Pad sayist: 400 (20 x 20 grid)

 Ball pitch: 1,27 mm (standart BGA)

* Pad diizeni: Tam dolu grid (no-depopulation)

* Montaj: SMT pick-and-place (BGA, X-ray AOI ile)

* Pin Al isareti: paket {ist yiiziinde silkscreen daire

9.2 Paket Boyutlari (Kanonik)

Asagidaki tablo paketin nominal mekanik boyutlarini gosterir. Degerler OpenSCAD ground truth modeline (NAR-3358. scad) dayanur;
iretim toleranslart 40,1 mm gévde + +0,05 mm ball seviyesindedir.

Tablo 9.1. Paket nominal boyutlar (kanonik — OpenSCAD modeli).

Sembol Boyut Min Nominal Maks
Aciklama

L Uzun kenar Paket dis uzunlugu (X) 29,90 30,00 30,10

w Kisa kenar Paket dis genisligi (Y) 29,90 30,00 30,10
Hyoay  Govde yiiksekligi Ust plastik (molding) kalinlig: 1,15 1,20 1,25
Hgqb  Substrat kalinligi Alt taban katmani (interposer) 0,95 1,00 1,05
Hye  Toplam yiikseklik (ball hari¢) Hpody + Hsub 2,10 2,20 2,30
Hyai Lehim topu yiiksekligi Standoff (PCB iistiine) 0,35 0,40 0,45
Hiotw  Toplam yiikseklik (ball dahil) Profile toplam 2,45 2,60 2,75
P Ball pitch X ve Y eksende uniform 1,26 1,27 1,28
dpall Ball ¢ap1 Lehim topu nominal ¢ap1 0,55 0,60 0,65
dai Pin A1 isareti Silkscreen daire (iist koge) — 0,80 —

Tiim degerler milimetre (mm) cinsindendir.
Tiiretilmis boyutlar:
* Ball matrisi dig sinir: 19 x 1,27 = 24,13 mm X 24,13 mm
* Govde kenar1 — matris dig sinrt arast: (30 — 24,13) /2 = 2,935 mm her kenarda

» Toplam ball sayisi: 400 (matris dolu, A1-T20 isimlendirme)
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9.3 Pad / Ball Geometrisi

Tiim ball’lar uniform geometriye sahiptir. Pad diizleminden bakildiginda sira (row) etiketleri A—Y harf serisi (sayfanin iistiinden alta) kolon
(col) etiketleri 1-20 numara serisi (soldan saga) ile yazilir.

 Ball ¢ap1: 0,60 mm nominal

 Ball yiiksekligi (lehim profili): 0,40 mm nominal

+ Ball sayist: 400 (20 sira x 20 kolon)

 Ball pitch: 1,27 mm uniform

* Pad finish (paket alt1): ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold)

» Pin Al: paket iist yiizii, sol-iist kdsede @ 0,8 mm silkscreen daire

9.4 Mekanik Cizim

Figure 9.1 paketin 3D izometrik goriiniisiinii gosterir (OpenSCAD modeli + Blender render). Figure 9.2 2D top + side goriiniis ile dimension
etiketlerini igerir. Pin A1 sol-iist kdsede kirmizi isaretgi ile belirtilmistir.

9.5 Ust Yiiz isaretleme

NAR-3358 paketinin iist yliziinde lazer kazima ile asagidaki isaretler yer alir:

Tablo 9.2. Ust yiiz isaretleme bilgileri.

Alan .

Icerik (6rnek) Konum
Logo Corezzle Electronics yatay logo Ust-sol
Parga numarasi  NAR-3358-1G-TCE Ust-orta
Uyumluluk isareti RoHS + CE + FCC Part 15B Orta
Lot kodu CZ-NARXXXX-XXYY-A-01 Alt-orta
Pin A1 isareti & 0,8 mm silkscreen daire Sol-iist kose

Sertifikasyon notu: NAR-3358 kablosuz radyo i¢ermez; yalnz kablolu arayiizler (Ethernet, USB) sunar. Bu nedenle FCC ID, IC ID, CMIIT
ID gibi intentional radiator sertifika numaralan gecerli degildir. Uriin uyumluluk gergevesi: RoHS 3, CE-EMC (EN 55032 Class B, EN
55035) ve FCC Part 15B (unintentional radiator) smirinda gergeklesir.

9.6 Onerilen Land Pattern (IPC-7351B)

NAR-3358 BGA i¢in IPC-7351B BGA land pattern onerileri gegerlidir.

Trace fanout 6nerisi: BGA pad’lerinden ilk trace katmanina via fanout yapilir (genelde dog-bone trace + 0,20 mm via). NAR-3358 paket
icinde DDR3L ve eMMC routing fabrikada yapildig1 i¢in anakart tarafinda 6—8 katmanh PCB yeterlidir; yiiksek katman sayili anakarta gerek
yoktur.

Onerilen Land Pattern (IPC-7351B Class Il / Nominal)

Fanout stratejisi: Dis 4-5 ball siras1 dog-bone + 0,20 mm mikrovia ile iist trace katmanina ¢ekilir. i¢ ball’lar (GPMC, LCD, MII gibi yiiksek-
hiz bus’lar1) kademeli via-in-pad veya microvia-stack ile rotalanabilir. Tam land pattern footprint dosyasi (KiCad . kicad_mod, Altium
ASCII) siirtim dagitiminda ayr1 paket olarak saglanir.
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Sekil 9.1. NAR-3358 paket 3D gériinis — sag-Ust: 6n yuz (silkscreen markalama: par¢a numarasi, uyumluluk isareti, lot kodu),
sol-alt: arka yuz (400 ball BGA grid 20x20).

9.7 Tape & Reel Bilgisi

NAR-3358 tape & reel (T&R) ve tray formatinda temin edilir.

9.8 Reflow Profili

NAR-3358 i¢in onerilen reflow profili IPC/JEDEC J-STD-020E (Tablo 4-2) parametre araliklarina dayanir. Paket asagidaki sinifa girer:
» Paket hacmi: 30 x 30 x 2,2 = 1980 mm?* = J-STD-020E “Large body” sinift (V > 350 mm?, kalinlik > 1,6 mm)
* Bu siif i¢in T}ear tavani: 260 °C (Tablo 4-2)
* Lehim alasimi varsayimi: SAC305 (Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5), likidus 77, = 217°C
* MSL sifi: MSL3 (paket i¢i yongalarm en kisitli sinifi; ¢oklu-reflow toleransi 3 gecis)

Figure 9.3 tipik oneri sicaklik-zaman egrisini gosterir.
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NAR-3358 T-SiP — BGA 20x20 = 400 ball, 1,27 mm pitch
Kaynak: OpenSCAD paket tasarimi (ground truth)

Sekil 9.2. 2D mekanik ¢izim: top view ile dig boyutlar (L = W = 30,0 mm), ball matrisi 2020 (pitch 1,27 mm) ve Pin A1 isareti;
side view ile gévde yuksekligi (Hpogy), Substrat kalinligi (Hsu,) ve ball standoff'u (Hpan). Tim boyutlar milimetre.

Tablo 9.3. Onerilen land pattern parametreleri.

Parametre Onerilen
Aciklama

Land cap1 SMD (Solder Mask Defined) tavsiye edilir 0,48 — 0,50 mm

NSMD land ¢ap1 (alternatif) Non-SMD (daha az lehim hacmi) 0,55 - 0,60 mm

Land pitch Ball pitch ile birebir eslesir 1,27 mm

Solder paste kapsama Tipik 80% land alani 0,40 mm @

Stencil kalinligt — 0,127 mm (5 mil)

Pad finish ENIG onerilir (BGA igin en giivenli) ENIG

Pin Al isareti (PCB) Silkscreen daire, paket diginda 0,5 mm 0,5 mm &

9.8.1 Paket ici Yonga Reflow Toleranslari

NAR-3358 SiP’inin reflow toleransi, paket i¢indeki en kisitli toleransa sahip yonga tarafindan belirlenir.

9.8.2 Lehim Aki (Flux) Secimi

* ROLO/ROLI1 (rosin-based, no-clean): 6nerilen
* RELO (resin-based): kabul edilir
* ORLO/ORMI (organic, no-clean): yiiksek nemli ortamlarda kullanilmamalidir

9.9 Nem Hassasiyet ve Saklama (MSL)

NAR-3358, J-STD-020E MSL3 smifindadir. Cihaz, neme duyarli yari-iletken yongalar igerdiginden liretim hattinda uygun saklama ve igsleme
prosediirlerine uyulmasi zorunludur.
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Sekil 9.3. Onerilen kursunsuz reflow profili — J-STD-020E Tablo 4-2 “Large body” sinifi, SAC305 (T = 217 °C).
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Tablo 9.4. NAR-3358 anakart land pattern (IPC-7351B Class Il “Nominal” yogunlugu ile uyumlu).

Parametre Deger
Aciklama
Land sekli Solder mask defined (SMD), dairesel —
Land ¢ap1 (NSMD) Non-solder-mask defined alternatifi 0,50 mm @
Solder mask agikligi (SMD) Maske aciklig1 (Onerilen) 0,55 mm &
Land merkezleri arasi Ball pitch ile ayn1 1,27 mm
Pad konum toleransi IPC-7351 Class 11 +0,05 mm
Min trace genisligi (fanout) Dog-bone’dan via’ya 0,10 mm
Min via deligi (fanout) Mekanik delme 0,20 mm
Min via pad ¢ap1 Annular ring > 0,075 mm 0,45 mm
Courtyard offset Paketin dis sinirindan ek pay 0,25 mm

Tablo 9.5. Tape & reel paketleme parametreleri (planh).

Parametre Deger
Aciklama

Carrier tape genisligi (W) EIA-481 uyumlu (32 mm sinif1) 32mm
Pocket A0 (X) L + tolerans 30,40 mm
Pocket BO (Y) W + tolerans 30,40 mm
Pocket KO (derinlik) Hiotal + tolerans 2,85 mm
Pocket pitch (P1) Pocket merkezleri arasi 32,00 mm
Reel gap1 13” (330 mm) standart 13"
Reel bagina parga sayis1 13" standart reel (32 mm tape, 32 mm pitch) 500

Raf Omrii (Shelf Life)

NAR-3358 birimleri, i¢cinde kuru-pakaj (Dry Pack) olarak, nem-bariyer ambalaj (Moisture Barrier Bag, MBB), nem emici (desiccant bag) ve
Nem Gostergesi Karti (Humidity Indicator Card, HIC) ile birlikte vakum-miihiirlii teslim edilir. A¢ilmamais orijinal ambalaj i¢inde raf dmrti:
12 ay (miihiir tarihinden itibaren, < 30 °C/ < 90% RH kosullarinda).

Floor Life (Acildiktan Sonraki Siire)

Vakum-miihiirlii Dry Pack agildiktan sonra, NAR-3358 birimleri ortamdaki neme maruz kalir. Reflow lehimleme asagidaki siire iginde ta-
mamlanmalidir:

Firinlama (Baking)

Asagidaki durumlardan herhangi biri olursa, NAR-3358 reflow oncesi firinlanmahdir:
* Floor life (168 saat @ 30°C /60 % RH) asildiysa,
* Dry pack miihiirii agik olarak teslim alindiysa veya delinmisse,
* HIC gostergesi > 10 % mavi gosteriyorsa (23 °C +5 °C okunma sicakliginda),
* Acilmis ambalaj raf dmrii 12 ay1 astiysa.
Onerilen firmlama prosediirii (J-STD-033 “high-temperature bake”):

¢ Sicaklik: 125°C £5°C
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Tablo 9.6. Onerilen reflow profili — J-STD-020E Tablo 4-2 “Large body” sinifi.

Zon Hedef
Aciklama
Preheat ramp Oda — 150°C, < 3°C/s 60—-90s
Soak (preheat zone) 150 -200°C 60—-120s
Reflow ramp (likidus iistii) 200 °C — tepe, < 3°C/s 60-90s
Tepe sicaklik (Tjeax) MSL3 limitler 245 -260°C
Tepe siiresi Theax — 5 °C iistiinde 10-30s
Likidus tstii siire (¢.) T =217°C 60-90s
Soguma Tepe — 100°C, < 6°C/s —

Tablo 9.7. Paket ici yongalarin reflow toleranslari (Uretici datasheet’lerine gore tipik).

Yonga . MSL Tpeak,max
Uretici
AM3358BZCZ100 Texas Instruments MSL3 260°C
DDR3L SDRAM (1 GB) (iiretici siiriimiine gore) MSL3 260°C
eMMC (4 GB) (iiretici sliriimiine gore) MSL3 260°C
TPS65217C Texas Instruments MSL3 260°C
TL5209DRG4 Texas Instruments MSL3 260°C
24LC32AT-I/OT Microchip MSL1 260°C
SN74LVC1GO7DRYR  Texas Instruments MSL1 260°C
SiP toleransi (zincirin en zayif halkasi) MSL3 260°C

« Siire: 24 saat (paket i¢cinde toplam yonga hacmi > 350 mm?® “large body” sinifi igin tipik)
* Ortam: nem < 5% RH (kuru firin veya kuru-nitrojen atmosfer)
* Soguma: oda sicakligina agamali, < 4 °C/dakika

Firinlama sonrasi birimler 168 saat i¢inde reflow edilmeli veya yeniden miihiirlii kuru-pakaja konulmalidir. Tekrarl: firinlama dongiisii toplam
2 gegisle siirhdir; asildiginda pargalarin reflow giivenilirligi etkilenebilir.

Reflow toleransi: J-STD-020E’ye gore maksimum 3 reflow gegisi desteklenir. NAR-3358 {iretim tarafindan ATE sonrasi 1 reflow gegisi
yapilmis kabul edilir; miisteri tarafinda ek 2 reflow ge¢isi miimkiindiir.

9.10 ESD Bakimi

NAR-3358 hassas yari-iletken bir cihazdir. Bakim sirasinda ESD onlemleri alinmalidir:
* Toprakli calisma istasyonu, ESD bilek band1
+ {letken zemin althg1 veya statik-emici masa
* Acik cihaz > 5 saniye siireyle ESD-emniyetli ortamda muhafaza edilmemelidir

* ESD-emniyetli ambalajlama (poset, tray, T&R) diginda agik atmosfere maruz birakilmamalidir
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Kosul Maks. floor life
Tanim

Standart < 30°C, < 60% RH ortam (J-STD-033) 168 saat (7 giin)

Diisiik nem (kontrollii kuru) < 30°C, < 10% RH (kuru kabin) sinirsiz (etkin)

HIC gostergesi > 10% @ 23 °C Nem emici doymus, dry pack acik veya delinmis firmlama gerekli
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BOLUM 10

Uygulama Bilgisi

10.1 Referans Devre

Figure 10.1 NAR-3358’in tipik anakart baglantisin1 gosterir. SiP icinde AM3358 + DDR3L + eMMC + PMIC + EEPROM + reset buffer
bulundugundan, anakart tarafinda yalnizca asagidaki bloklar gereklidir:

* Giig girisi: 5V AC adaptor konektorii (jack) + opsiyonel USB-C VBUS giris + opsiyonel Li-lon batarya konektorii
* Ethernet PHY + magjack: 1 x veya 2 x port (CPSW MII1 portu kullanilir)

+ USB konnektorler: USB-C (USB0O OTG) + USB-A host (USB1)

* microSD slot: MMCO portu i¢in (boot ve depolama)

* LCD baglantis1: TFT veya HDMI bridge (opsiyonel)

* Boot mode butonu + reset butonu: SYSBOOT konfigiirasyonu i¢in

* UART konektorii: 6-pin header (3,3 V FTDI uyumlu debug konsol i¢in)

* JTAG Kkonektorii: TI ¢TI 20-pin standart (iiretim ve debug)

[Referans uygulama sematigi — TI AM335x referans tasarumi tabanl minimum anakart, sonraki revizyonda eklenecektir]

Sekil 10.1. Tipik uygulama — minimum harici devre.

Tipik minimum anakart su bloklari igerir: (a) gii¢ girisi (USB-C VBUS veya 5V jack) + bulk decoupling; (b) Ethernet PHY + magjack (MII
modu); (¢) USB konektorii (USBO OTG i¢in USB-C, USB1 host i¢cin USB-A); (d) microSD slot (MMCO); (¢) UART debug header (3,3 V
FTDI uyumlu); (f) JTAG cTI 20-pin; (g) opsiyonel TFT LCD + touch konektorii; (h) reset + boot mode butonlari; (i) status LED’leri (power,
charge, user).
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10.2 En Az Baglanti Gereksinimleri

NAR-3358’in fonksiyonel ¢alismast i¢in asagidaki dort baglant1 kategorisi zorunludur: (1) eMMC gii¢ baglantilar, (2) 10 voltaj alan1
(VDDSHV) baglantilari, (3) slemci-PMIC arayiiz baglantilar, (4) RTC gii¢ baglantilari.

Minimum eMMC Gii¢ Baglantilari

Paket ici eMMC’yi etkinlestirmek i¢in iki gii¢ pini baglanmalidir:

Pin Baglanti

islev

SYS_VDD1_3P3V'ye
SYS_VDD1_3P3V'ye

EMMC_VCC (F8, F9, G8, G9) eMMC gekirdek besleme (3,3 V)
EMMC_VCCQ (H7, HS, J7, J8) eMMC I/O besleme (3,3 V)

Bu baglantilar yapilmazsa paket ici eMMC bootlanamaz ve MMC1 denetleyicisi baslatilamaz.

Minimum VDDSHYV (10 Gerilim Alani) Baglantilari

AM3358’in 10 pinleri 6 ayr gerilim alanina ayrilmistir (VDDSHV1-6); her alan ya 1,8 V ya 3,3 V’ye baglanmalidir. Asagidaki tablo her alan
icin fiziksel ball ve dnerilen baglanti pini’ni gésterir:

Alan Ball 3,3V icin bagla 1,8V icin bagla Not
VDDSHV1 MIl11  L11(SYS_VDD3_3P3V) — eMMC i¢in 3,3 V zorunlu
VDDSHV2 M10 L10(SYS_VDD3_3P3V) NI10(SYS_VDD_1P8V)

VDDSHV3 M9
VDDSHV4 M7
VDDSHV5 M8
VDDSHV6 MI2

L9 (SYS_VDD3_3P3V)
L7 (SYS_VDD3_3P3V)
L8 (SYS_VDD3_3P3V)
L12 (SYS_VDD3_3P3V)

N9 (SYS_VDD_1P8V)
N7 (SYS_VDD_1P8V)
N8 (SYS_VDD_1P8V)

N12 (SYS_VDD_1P8V) PMIC kontrol pull-up’lari bu alanda

Onemli: Her VDDSHYV pini paket digina ¢ikar ve anakart tarafinda dogrudan ilgili rail ¢ikisina kisa devre olarak baglanmalidir (ek regiilator
gerekmez; rail zaten PMIC’den geliyor). Bir alan baglanmazsa o alan igindeki tiim GPIO/fonksiyon pinleri yiiksek empedansta kalir.

Minimum islemci—-PMIC Arayiiz Baglantilari

AM3358 ile paket i¢i TPS65217C arasindaki kritik sinyallerin paket disinda kopriilenmesi gerekir. Sekil 10.2 bu 7 zorunlu kopriiyii gorsel
olarak gosterir; asagidaki tabloda her sinyalin islevi listelenmistir.

AM3358 tarafi PMIC tarafi .
Islev / Not
I2C0_SCL PMIC_SCL ICO saat hatt1 (paket i¢i pull-up var)
I2C0_SDA PMIC_SDA I2CO veri hatt1 (paket i¢i pull-up var)
PMIC_POWER_EN PMIC_PWR_EN Sistem gii¢ enable kopriisi
PWRONRSTN PMIC_PGOOD PGOOD — AM3358 reset release (SN74LVC1GO07 buffer lizerinden)
RTC_PWRONRSTN — RTC reset (her zaman aktif rail)
EXTINTN PMIC_NINT PMIC interrupt (paket i¢i pull-up var)
EXT_WAKEUP PMIC_NWAKEUP Wake-up event sinyali (paket i¢i pull-up var)

Bu sinyaller paket disinda trace ile kdpriilenebilir (ek dirence gerek yok; tiim pull-up’lar paket iginde mevcut).
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( \ { )
(paket ici) (paket ici, ana PMIC)
7 zorunlu sinyal képriisi (paket disi trace)
I2C0_SCL PMIC_SCL
I2C0_SDA PMIC_SDA
PMIC_POWER_EN PMIC_PWR_EN
PWRONRSTN PMIC_PGOOD
RTC_PWRONRSTN PMIC_LDO_PGOOD
EXTINTN PMIC_NINT
EXT_WAKEUP PMIC_NWAKEUP
Notlar: I2C0, EXTINTN, EXT_WAKEUP icin paket ici pull-ug var.
Tﬁf koprtiler basit trace ile yapilir; aktif komponent eklenipez.
. . 7

Sekil 10.2. AM3358 ile paket ici TPS65217C arasindaki minimum sinyal kdpruleri. Tum kopriler paket disinda basit trace ile
yapilir; 12CO ve interrupt sinyalleri paket ici pull-up direnglerine sahiptir.

Minimum RTC Gii¢ Baglantilari

RTC alt sisteminin ¢aligsmasi i¢in asagidaki gii¢ ve sinyal baglantilar1 gereklidir:

Pin . Baglanti

Islev
CAP_VDD_RTC (V13) RTC ¢ekirdek decoupling 1 uF X7R + GND
RTC_KALDO_ENN (U15) RTC LDO enable 10k2 pull-down GND’ye (etkin)
VDDS_RTC (M13,U14) RTC rail (M13 + U14 paralel) SYS_RTC_1P8V’ye
VDDS (M14) 1,8 V IO domain (RTC igin) SYS_VDD_1P8V’ye

Bu baglantilar yapilmazsa RTC saymaz, RTC alarmlar1 ¢alismaz ve deepsleep modlarindan otomatik uyanma desteklenmez.

Sonug: Yukaridaki dort kategori disinda diger tiim baglantilar (Ethernet PHY, USB konektérleri, microSD slot, vb.) opsivoneldir ve uygulama
gereksinimlerine gore eklenir. Minimum konfigiirasyonda yalmzca giig girisi (VIN_AC veya VIN_USB) ve UART debug konsol (UARTO)
ile sistem baglatilabilir ve test edilebilir.

10.3 Giic Beslemesi — Harici BoM

Not: SiP igindeki tiim yongalar i¢in decoupling kondansatorleri paket i¢ine entegre edilmistir; harici decoupling sart degildir ancak transient
performansi iyilestirir, EMI radyasyonunu diigiiriir.

10.4 Ethernet PHY Tasarimi

NAR-3358 paketinin Ethernet PHY igermez; anakart tarafinda ayr1 PHY yongasi kullamilir. Onerilen yongalar:
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Tablo 10.1. Onerilen harici gl bilesenleri.

Bilesen Tipik Deger
Aciklama
Cvin Giig girigine bulk cap 22 uF + 100 nF X7R
Csys vour PMIC ¢ikigina bulk cap 22 uF + 100 nF X7R
Cvpp _* AM3358 rail pinleri i¢in 1 puF + 100 nF X7R (her pin yakini)
Rnrc Termistor (PMIC TS pinine) 10kS2, 5=3950
ESD/EMI filtre USB/Ethernet konnektorlerinde TVS + common-mode choke

» TI DP83822I (industrial sicaklik araligi, MII/RMII)

* Microchip LAN8710A (AM335x referans uyumlu)

* Realtek RTL8211F (RGMII modunda, daha diisiik maliyet)
PHY-MAC zamanlama 6nemli noktalar:

¢ MII modunda 25 MHz TX CLK senkronizasyon

* RMII modunda 50 MHz REF_CLK (PHY veya oscillator)

* RGMII modunda 125 MHz clock + 2 ns skew kalibrasyon

* MDIO pull-up direnci 1,5k

Magjack: RJ45 + transformer entegre konektor (Bothhand, Pulse, Halo Electronics). Auto-MDIX destegi PHY tarafinda.

10.5 USB Tasarimi

10.5.1 USBO (OTG)

» USB-C veya micro-USB konektor
* D+/D- diferansiyel trace, 90 2, £0,5 mm uzunluk eslestirme

* TVS koruma: USBLC6-2SC6 veya TPD2EUSB30

VBUS switch: USBO_ DRVVBUS pin’inden TPS2553 veya benzeri ile 5V ¢ikis kontrolii (host modu igin)
* CC pull-down: 5,1 k2 (USB-C cihaz tipi tanitimi)

« ID pin: float (Type-C i¢in), micro-USB i¢in agik-kapali dedektdr

10.5.2 USB1 (Host)

« USB-A veya 4-pin pinhead (gelistirme i¢in)

D+/D- diferansiyel trace, 90 2
¢ TVS koruma: USBI1 hatlarinda da

* VBUS: Genelde 5V dogrudan sistem gii¢ rayimndan (USB1_VBUS sense pinine bagli)
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10.6 LCD Baglantisi

10.6.1 Direkt RGB TFT

NAR-3358 LCD_DATAO0-15 + sync sinyalleri direkt 16-bit veya 18-bit RGB TFT ye baglanir. Tipik anakart:

* Voltaj uyumu: 3,3 V (LDO4 ile saglanir)
» Backlight siiriicii: TPS61169 veya benzeri (PWM kontrolii ePWMO pinli)
* Touch: TSC_ADC dahili, 4-tel/5-tel resistive

10.6.2 HDMI Cikisi (LVDS Bridge ile)

24-bit RGB — HDMI doniisiimii igin harici bridge yongast:
* TFP410 (DVI/HDMI bridge, 165 MHz)
* SN65LVDS93B (LVDS encoder)
* ANX7530 (DisplayPort)

10.7 Decoupling Stratejisi

Paket i¢indeki tiim yongalar i¢in decoupling kondansatorleri paket icine entegre edilmistir. Harici PCB igin ek kondansatér opsiyonel ancak
iyi tasarim pratiklerine uyar:

* Bulk: Her kullanici rail pininin yakininda 22 pF (X7R MLCC)
* Yiiksek frekans: 100 nF (X7R) paralel
* DDR rail: DDR3L paket i¢indedir; harici decoupling gereksiz

* Yer: Pin’e < 5 mm mesafe, via’lar GND plane’e direkt

10.8 Termal Dikkat Noktalari

NAR-3358, (tahminen 1,5-2 W). Onerilen PCB tedbirleri:

Tablo 10.2. Termal tasarim 6nerileri.

Onlem
Aciklama

Thermal via array Paket altina en az 8 x 8 grid, 0,3 mm via, 0,8 mm pitch

Alt GND plane  Paket alt1 > 30 mm X 30 mm dolu copper

Heatsink Endiistriyel uygulamalarda yapiskanli aliiminyum heatsink 6nerilir (73, > +60 °C i¢in)
Akis (airflow) 0,5-1,0 m/s tipik (fan veya dogal konveksiyon)

indikatif termal diren¢ (BGA 30 x 30 mm, JEDEC JESD51-2 standart 4-katmanh test karti):

Tipik 7T hesab1 (1 GHz Linux idle, ambient 25 °C, dogal konveksiyon): T} = T2 + 6ja - P = 25425 1,1 = 52,5°C < Tjmax = 105°C.
Yiiksek-yiik durumda heatsink onerilir.

Corezzle Electronics — corezzle.com Rev. 0.5 ADVANCE INFORMATION | Haziran 2026 Sayfa 58/68


https://corezzle.com

NAR-3358

Hedef Birim
Parametre
05 (junction-to-air, 0 m/s airflow) 22 -28 °C/W
05 (junction-to-air, 1 m/s airflow) 16-20 °C/W
Oic,10p (junction-to-case top) 6-10 °C/W
05 (junction-to-board) 12-16 °C/W
Wt (junction-to-top characterization) 0,3-0,6 °C/W

10.9 EMI/ EMC Tavsiyeleri

« Ethernet konnektorlerinde common-mode choke (BLM21, BLM18 serisi)
» USB hatlarinda 90 €2 diferansiyel + TVS dizisi

* HDMI baglantisinda EMI filter array (TPD12S016 vb.)

* DDR3L sinyali paket i¢i, anakart tarafinda dzel énlem gerekmez

» Konnektdr ¢evresinde 2,5 mm guard ring (GND vias)

10.10 Yazihm Gelistirme

NAR-3358 i¢in yazilim ekosistemi olgun ve genistir:
* TI Processor SDK Linux for AM335x (Yocto-tabanli, mainline kernel)
* TI Processor SDK Android for AM335x (AOSP)
* Acik kaynak Yocto BSP’ler (meta-ti, meta-arago)
* Debian / Ubuntu community images (AM335x toplulugu, NAR-3358’e port edilir)
* Buildroot (gémiilii sistem i¢in yalin segenek)
* PRU yazilim gelistirme: TI PRU C/C++ Compiler, agik kaynak PRU Linux Userspace SDK
¢ Mainline Linux kernel: 5.10 LTS, 6.x serileri AM335x desteklenir
Gelistirici topluluklari:

* TI E2E forum + Yocto Project (meta-ti) community
* TI E2E Forum (AM335x destek)

* Yocto Project (meta-ti maintainer ekosistemi)

NAR-3358 igin Yocto machine tanimi (nar3358. conf) ve mainline-kernel uyumlu device tree (nar3358.dts), Corezzle Electronics
GitHub organizasyonu altinda iirlin yayini ile birlikte yayimlanacaktir: github.com/CorezzleElectronics.
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BOLUM 11
Siparis Bilgisi
11.1 Mevcut Parca Numaralari

Tablo 11.1. Gegerli parga numaralari — Uretim surimleri.

Parca Numarasi Paket MOQ
Aciklama

NAR-3358-1G-TCE Standart siiriim: AM3358 1 GHz + 1 GB DDR3L + 4 GB eMMC + ikili PMIC, ticari sicaklik Tray 90
(0-70°C)

NAR-3358-1G-TCE-TR Ayni, tape & reel paketleme T&R 13" 500

Not (MOQ): Tray MOQ degeri JEDEC standart tray kapasitesi temel alinarak hesaplanmistir (90 birim/tray, 30 x 30 mm BGA igin). Tape &
reel MOQ, EIA-481 standart reel basina parga sayist (500 birim/reel) ile uyumludur. Daha kii¢iik adetler miithendislik numunesi olarak temin
edilebilir.

11.2 Parca Numarasi Yapisi

NAR —— 3358 —— 1G — TCE —— TR
Aile Islemci DDR3L Rev / Sinif Paketleme

Tablo 11.2. Parca numarasi alan aciklamalari.

Alan Olasi Deger
Anlam
Aile NAR Corezzle SiP iiriin ailesi
Islemci 3358 TI Sitara AM3358BZCZ100 (Cortex-A8 1 GHz)
DDR3L kapasite 1G 1 GB DDR3L SDRAM (16-bit EMIF)
512M 512 MB DDR3L (planl varyant)
Rev / Smuf TCE [Ik tiretim, ticari sicaklik (070 °C) — kanonik iiretim PN’i
TIE Endiistriyel sicaklik araligi (—40 — +105 °C, planli)
Paketleme (bos) Tray (varsayilan)
TR Tape & reel, EIA-481

Tam tanimh 6rnekler:

* NAR-3358-1G-TCE — 1 GB DDRA3L, ticari sicaklik, tray
* NAR-3358-1G-TCE-TR — ayn, tape & reel
* NAR-3358-1G-TIE-TR — endiistriyel sicaklik, T&R (planli)

ileride planlanan varyantlar:
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* NAR-3358-512M-TCE: 512 MB DDRA3L siiriimii (diisiik maliyet, 2027 hedef)
* NAR-3358-1G-TIE: Endiistriyel sicaklik araligi (—40 — 4105 °C) onayli siiriim (2027 Q1 hedef)

* 8 GB eMMC varyantlari (pazar talebine bagli)

11.3 Numune

Miihendislik numuneleri su adres tizerinden temin edilebilir:
info@corezzle.com

Numune talebinde asagidaki bilgilerin paylasilmasi, siirecin hizlanmasina yardimci olur:
« Sirket ad1 ve uygulama alani
» Tahmini yillik hacim (parga/yil)
* Hedef pazar (TR/EU/US/diger)
« Isletim sistemi tercihi (Yocto Linux / Android / Custom)
* NDA gereksinimi (varsa)

Tlgili agik kaynak yazilim katmani (Yocto BSP, machine file, device tree rnekleri) Corezzle Electronics GitHub organizasyonu altinda, iiriin
yayini ile birlikte erisime agilacaktir: github.com/CorezzleElectronics.

11.4 Teslim Suresi (Lead Time)

Tablo 11.3. Tipik teslim sureleri (yaklasik).

Tar Teslim
Aciklama

Miihendislik numune 1-10 adet, < 2 hafta 6nceden talep 24 hafta

Uretim numunesi <1000 adet 8-10 hafta

Seri tiretim (1k—10k) — 12—14 hafta

Seri tiretim (> 10k) — 16-20 hafta

Not: Seri iiretim hazirlik takvimi 2026 Q3 (Eyliil 2026) hedeflenmistir. Yukaridaki teslim siireleri hazirlik tamamlandiktan sonra gecerlidir
ve siparis hacmine + sézlesme tipine gore revize edilebilir.

11.5 Kalite ve Test

Her NAR-3358 birim iiretim sonunda otomatik fonksiyonel test (ATE) siirecinden geger:
» Tiim rail’lerin gerilim dogrulamasi (2% tolerans)
* AM3358 ROM bootloader response testi (UART iizerinden)
* DDR3L pattern test (yazma-okuma dogrulama, tiim 1 GB)
* eMMC pattern test (sektor tarama, saglik raporu)
« I>C tarama (TPS65217C, 24LC32A cevap verir)

» Ethernet PHY interface continuity testi (MI11)
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* USB 2.0 enumeration testi (USBO device modunda)
* JTAG ID code dogrulama

 Test logu: seri numarasi ile birlikte saklanir

11.6 Garanti

NAR-3358, iiretim hatalarina kars1 12 ay garanti ile teslim edilir. Garanti, kullanici tarafindan olusturulan hasarlar1 (ESD, agir1 gerilim, mekanik
hasar) kapsamaz. Detayli garanti sartlar1 icin Corezzle satis s6zlesmesine bakin.
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BOLUM 12

Revizyon Gecmisi

12.1 Revizyon Tablosu

Tablo 12.1.

Dokiliman revizyon gegmisi.

Revizyon

Tarih Statii

Degisiklik

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2026-06-08 Advance Information

2026-06-08 Advance Information

2026-06-08 Advance Information

2026-06-08 Advance Information

2026-06-08 Advance Information

ik yayim. Sistem mimarisi, paket igi yonga listesi, blok diyagram, T-SiP pin islev tablosu,
TPS65217C rail haritalamasi, AM3358 + DDR3L + eMMC entegrasyon Ozetleri (liretici
nominal).

Kanonik 400 ball haritasi iiriin sematiginden otomatik iretildi (B6lim 3, Sekil 3.1, 4 kose
GND dahil 92 GND ball’1 + 82 NC ball’1 tam tablo). PN NAR-3358-1G-TCE kanonik
olarak belirlendi. Ethernet MII modunun bu paket revizyonunda yegane fiziksel mod oldugu
netlestirildi (RMII/RGMII gelecek revizyon). USB1 OTG kapasitesi onaylandi. Indikatif giic
tiiketim profilleri, EMIF/MII zamanlama, land pattern, reflow zaman biitgesi, termal direng
eklendi. PN matrisi (TCE ticari, TIE endiistriyel) + tape&reel/tray MOQ konsolide edildi.

Tam pin eslestirme PDF’in sonuna gomiildii (eski Ek B; harici docs/pinmap-tr.md
linki kaldirildr). 14 fonksiyonel kategori tablosu + 400 ball ham BGA matrisi PDF icerigi
oldu.

“Ek B” isimlendirmesi normal B6liim 15°e doniistiiriildii (\appendix kaldirildr). B6lim
15 standart chapter numarasini aldi.

Yapisal sadelestirme: Boliim 3.2°deki miikerrer islevsel pin 6zetleri kaldirild1 (B6liim 15°e
forward-ref); Boliim 4.5 Giig-A¢ma Siralamasi Bolim 7’ye birlestirildi; Boliim 5.9 LCD
Denetleyicisi B6liim 6 ile ¢akistig1 i¢in kaldirildi; tiim upstreambox bloklarindaki URL
tekrarlar1 Boliim 14’e yonlendirildi.

12.2 Surim Seviyeleri

NAR-3358 datasheet’i asagidaki olgunluk seviyeleri arasinda ilerler. Mevcut siiriim Rev. 0.5 ADVANCE INFORMATION dir.

Tablo 12.2.

Datasheet sirim seviyeleri.

Seviye

Tanim

Hedef

Advance Information

Preliminary

Final (Rev. 1.0)

Yapi, nominal degerler ve referans devre yayimlanmustir. Elektriksel 6l¢iim sonuglar heniiz dahil edil- Mevcut

memistir. Tasarim planlama ve degerlendirme i¢in uygundur, diretim dncesi dogrulama gerektirir.

Bench karakterizasyonu tamamlanmustir; tipik elektriksel degerler, gii¢ tilketimi profilleri ve termal 2026-Q3 hedef
direng dl¢iim sonuglart ile giincellenmistir. Sertifika numaralar1 beklemededir.

Tiim elektriksel karakterizasyon, mekanik toleranslar ve diizenleyici uyumluluk (CE, RoHS test so- 2026-Q4 hedef

nuglar1) dahil edilmistir. Uretim ve seri sevkiyat i¢in yayn-hazirdir.
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12.3 Sonraki Revizyonda Beklenenler

* Tipik ve maksimum gii¢ tiiketim profilleri (idle, full-load, standby, deepsleep, RTC-only)
* DDR3L EMIF zamanlama parametreleri (bench 6l¢iim)

» Termal direng degerleri (6;a, 6ic)

* Power-up timing diyagrami (rail ramp siireleri, PMIC sequencing)

» Tam land pattern ¢izimi (IPC-7351B B (Nominal) ve C (Most))

Referans uygulama sematigi (Ethernet PHY, USB host/device, LCD, microSD)
* BGA pad sayis1 ve diizeni final
e MSL sinifi dogrulama

12.4 Guncelleme Bildirimi

Yeni revizyonlar yayimlandiginda bildirim almak i¢in:

info@corezzle.com

Adresine dogrudan basvurabilirsiniz. Her datasheet sayfasinin altinda gegerli revizyon numarasi (Rev. 0.5 ADVANCE INFORMATION) yer
alir; en giincel siiriim i¢in corezzle.com adresini kontrol edin.
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BOLUM 13

Hukuki ve Uyumluluk

13.1 Yasal Yukumluluk Reddi

Bu dokiiman Corezzle Elektronik Anonim Sirketi ("Corezzle”) tarafindan yalnizca bilgilendirme amaglh yayimlanmistir. Burada yer alan
bilgiler bildirimsiz degistirilebilir. Corezzle, bu dokiimanin dogrulugu, eksiksizligi veya belirli bir kullanim i¢in uygunlugu konusunda hig¢bir
acik veya zimni garanti vermez.

13.2 Uciincii Taraf Yongalari

NAR-3358 paketi i¢inde Texas Instruments, Micron Technology, Microchip Technology ve gémiilii ¢oklu ortam kart1 (eMMC) {ireticisi ta-
rafindan tretilen yongalar yer alir. Bu yongalarin marka adlari, par¢a numaralari ve teknik 6zellikleri ilgili tireticilerin tescilli miilkiyetidir.
Ureticiler kendi datasheet’lerinde verilen kosullar disinda iiriinleri ile ilgili sorumluluk almazlar.

13.3 Patent ve Lisans Bildirimleri

NAR-3358 satin alimi, paket icinde yer alan ii¢iincii taraf yongalar i¢in yalnizca iiretici tarafindan saglanan kullanim haklarini kapsar. Bu
iriiniin 6zel uygulamalarda (tibbi cihaz, otomotiv, askeri, havacilik, niikleer kontrol) kullanimu igin ek lisans, sertifika ve onay gerekebilir.

Corezzle Electronics, T-SiP paketleme yontemine iligkin patent bagvurularini hazirlamaktadir. Bu bagvurular nihai iiretim revizyonu ile birlikte
iiriin izerinde belirtilecektir.

13.4 ihracat Kontrolii

Bu iiriiniin ECCN simiflandirmast iiriin yayni ile birlikte resmi siniflandirma yazisi olarak yayimlanacaktir (TT AM3358 islemcisinin EAR99
sinift ile uyumlu olmasi beklenmektedir; nihai siniflandirma Corezzle Electronics ihracat danismanligi tarafindan onaylanir). Miisteriler, tiriinii
satin alma, kullanma, ihrag¢ etme veya yeniden ihrag¢ etme sirasinda gegerli ulusal ve uluslararasi ihracat kontrol yasalarina uymakla ytikiimlii-
diir.

13.5 Geri Donliisiim ve RoHS

NAR-3358 RoHS 3 (2015/863/EU) uyumludur. Atik elektronik ekipman (WEEE) yonetmeliklerine uygun olarak iiriin 6mrii sonunda yetkili
geri doniistim merkezlerine teslim edilmelidir.

13.6 lletisim

Sirket Corezzle Elektronik Anonim Sirketi
Adres Sanayi Mah. Teknopark Bul. No: 1/4C
ic Kapi No: 213, Pendik / istanbul, Ttrkiye
Web corezzle.com
E-posta info@corezzle.com
GitHub github.com/CorezzleElectronics
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©2026 Corezzle Elektronik A.S. Tiim haklar1 saklidir.
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BOLUM 14

Ust Kaynak Datasheet’leri

Bu datasheet, paket igindeki yongalar igin SiP-spesifik entegrasyon bilgisi saglar. Her bir yonganin tam elektriksel, zamanlamasal ve uygulama

14.1 Yonga Datasheet’leri

Texas Instruments — AM3358BZCZ100 (Sitara ARM Cortex-A8)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am3358.pdf

Texas Instruments — AM335x Technical Reference Manual

https://www.ti.com/lit/ug/spruh73q/spruh73q.pdf

DDR3L SDRAM (1 GB, paket ici)

JEDEC JESD79-3F — DDR3 / DDR3L Standard
https://www.jedec.org/standards—documents/docs/jesd-79-3f

Uretici-spesifik datasheet, NAR-3358 iiretim revizyonunda onayli tedarikgi listesi (AVL) ile birlikte yayimlamr.

eMMC 5.0 (4 GB, paket ici)

JEDEC JESD84-B51 — eMMC Standard
https://www.jedec.org/standards—documents/focus/flash/embedded—-multimediacard

Uretici datasheet’i NDA gerektirebilir.

Texas Instruments — TPS65217C (Ana PMIC, Li-lon charger)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65217.pdf

Texas Instruments — TL5209DRG4 (ikincil PMIC, 1 A LDO)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/t15209.pdf

Microchip — 24LC32AT-/OT (32 Kbit I2°C EEPROM)

https://wwl.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MPD/ProductDocuments/DataSheets/
21072K. pdf
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Texas Instruments — SN74LVC1G07 (Open-drain buffer)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn741lvclg@7.pdf

14.2 ilgili TI Dokiimanlari

AM335x Sitara Processors — Linux SDK

https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM335X

AM335x Sitara — Boot Switching, Power Sequencing

https://www.ti.com/lit/an/sprabz@d/sprabz@d.pdf

Yocto Project (meta-ti)

https://www.yoctoproject.org/

Android AOSP for Sitara

https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK—-ANDROID-AM335X

14.3 Standartlar ve Yonetmelikler

» IEEE 802.3-2018 — Ethernet (CPSW + MII/RMII)

* USB 2.0 Specification — USB-IF

» JEDEC JESD79-3F — DDR3 SDRAM Standard

* JEDEC JESD84-B51 — eMMC 5.1 Specification

* J-STD-020E — Moisture/Reflow Sensitivity Classification

* [PC-7351B — Generic Requirements for Surface Mount Design
* JEDEC MO-205 — BGA paket familyalar: (T-SiP referansr)

» IEC 61000-4-2 — ESD Immunity

* RoHS 3 (2015/863/EU) — Restriction of Hazardous Substances

14.4 ilgili Corezzle Materyalleri

NAR-3358 i¢in tam pin eslestirme referansi bu datasheet’in section 3.5’inde verilmistir. Pazarlama materyalleri (one-pager, web sayfasi, wiki)
i¢in corezzle.com adresine bakin.
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https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g07.pdf
https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM335X
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